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(54) Title: MEYHOD FOR APPLYING AN ELECTRONIC ASSEMBLY TO A SUBSTRATE AND A DEVICE FOR APPLYING

SAID ASSEMBLY

PLACEMENT D'UN TEL ENSEMBLE

—_— 1
AN [

= (54) Titre : PROCEDE DE PLACEMENT D'UN ENSEMBLE FLECTRONIQUE SUR UN SUBSTRAT ET DISPOSITIF DE

(57) Abstract: The aim of said
jnvention is to ensure a maximum
accuracy for producing an elecironic

) 1001

1000

assembly based on a small-sized chip
and for applying said assembly fo
an insulating substrate. Said aim is
attained by a method for applying
at least one electronic assembly
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1]

- e consisting of a chip (4), which is

i

|/

o

provided with at least one electdc
contact (5, 57 arranged on the surface
thereof, to a support called a substrate
(7), wherein said contact s connecied
to a segment (3,3") of a strip conductor
and said application is carried out
by means of an application device
(6) which holds and positions said
substrate (7). The inventive method
congists in forming the segment
(3,3 of the strip conducior having a
predetermined contour, in transferring
said strip segment (33) to the
application device (6), in grasping the
chip (4) by means of the application

device (6) for transporting the strip segment (3,3") in such a way that said strip segment (3,3") is applied to at least one contact (5,
5 of the chip (4), in placing the electronic assembly consisting of the chip (4) and the strip segment (3, 3') on the substrate (7)in a
3 predetermined position an in inserting said chip (4) and the strip segment (3, 3') into substrate (7). The application device used for
@0 carrying ont said method and a portable object comprising the electronic assembly applied according to the inventive method are

also disclosed.

(87) Ahrégé : Le but de la présente invention est d'assurer nne précision maximale tant au niveau de la fabrication d'un ensemble
électronique & partir d'une puce de petites dimensions qu'a celui du placernent d'nn tel ensernble sur un substrat isclant. Ce but est
atteint par un procédé de placement sur un support, appelé substrat (7), d'au moins un ensemble électronique constitué d'une puce

(4) comportant an moins

[Suite sur la page sulvante]
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un contact électrique (5, 5% sur I'one de ses faces, ledit contact (5, 5') étant connecté & un segment (3,3") de piste conductrice, ledit
placement étant effectué an moyen d'un dispositif de pose (6) maintenant et positionnant ledit ensemble sur le substrat (7), caractérisé
errce qu'il comprend les étapes snivantes: - formation d'un segment (3, 3" de piste conducirice ayant un contour prédéterming, -
transfert du segment (3, 3" de piste sur le dispositif de pose (6), - suisic de la puce (4) avec le dispositif de pose (4) portant le
segment (3, 3°) de piste de sorte que ledit segment (3, 3" de piste s place sur au moins un contact (5, 57 de la puce (4). - placement
de l'ensemble électronique constitué de la puce (4) et du segment (3, 3) de piste & une position prédéterminée sur le substrat (7), -
enfoncement de la puce (4) et du segment (3, 3') de piste dans Ie substrat (7). L'invention se rapporte également an dispositif de pose

utilisé dans le procédsé et 4 un objet portable cornportant un ensemble électronique placs selon le procédé.
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PROCEDE DE PLACEMENT D'UN ENSEMBLE ELECTRONIQUE SUR UN
SUBSTRAT ET DISPOSITIF DE PLACEMENT D'UN TEL ENSEMBLE.

Domaine technigue

La présente invention conceme le domaine de I'assemblage de transpondeurs, de

~ carte a puce, de circuits intégrés ou autre support de données numériques et plus
- particulierement le placement, le montage et la connexion d'ensembles électroniques

sur un support isolant plus couramment appelé substrat.

Art antériour

On entend par ensemble électronique un composant sous la forme d'une puce semi-
conductriee. munie sur |'uﬁe de ses faces de plages de contacts électriques sur
lesquels sont'disposéeé des segments de pistes conductrices prolongeant lesdits
contacts. Ces segments de pistes constituent des connexions reliant [a puce a des
éléments externes localisés sur le substrat. Par exemple, dans un transpondeuyr les
segments de pistes de l'ensemble servent a le connecter aux extrémités d'une
an’tehne dispoéée sur le pourtour du substrat. '

Il existe plusieurs procédés de placement et de connexion d'une puce ou d'un
ensemble électronique sur un substrat comporiant des pistes conductrices a savoir.

Le document EP0694871 décrit un procédé de placement d'une puce effectué a
Faide d'un outil de pressage a chaud. La puce est saisie par l'outil, la face
coihfportant ‘lés'-cbntacts étant dirigée vers le haut, puis pressée a chaud dans la
matiére du substrat. La face comportant les contacts affleure la surface du substrat.
Les connexions sont réalisées par sérigraphie ou par tragage de pistes au moyen
d'une encre conductrice reliant les contacts de la puce a une antenne par exemple.

‘Selon une variante, un segment de piste est posé sur le substrat et la puce est

pressée a chaud avec Ia,face portant les contacts dirigée vers le substrat de maniére
& réaliser une connexion par la pression d'un contact de ladite puce sur le segment
de piste.

Dans le document WO98/26372, la puce comporte des contacts en relief et elle est
posée avec la face portant les contacts dirigée vers le substrat. Les contacts de la

puce sont appliqués contre des bornes conductrices d'une antenne imprimée sur le

NI
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substrat. Une feullle infcerrnédiaire en matiere plastique est superposée sur le
sﬁbstrét ainsi équipé en recouvrant la puce. Une seconde feuille recouvre le substrat
avant le laminage a chaud de cet assemblage de feuilles. Ce procédé appele
technique de la “pyce retournée” ou “flip chip® permet de réaliser en une seule
opération la pose et la connexion de la.puce et de garantir une épaisseur minimale a
I‘assemblage. -

Le document WOG8/44452 décrit un procédé de fabrication d'une carte & puce
comprenant au moins un microcircuit dans le substrat de la carte. Le microcircuit est
posé de sorte que les plots de sortie soient dirigés vers le haut. La connexion des
plots avec des contacts d'une antenne situés sur la surf,acg du substrat est effectyée

. par dépdt d'encre conductrice au moyen d'une seringue. L.e microcircuit est posé au
_fond d'une cavité de profondeur plus grande que son épaisseur de maniére a laisser

un espace permettant de recouvrir ledit microcircuit de résine aprés réalisation des
connexions. Ces derniéres épousent le profil du microcircuit et celui de la cavité
avant d'aboutir aux contacts ou aux pistes imprimées sur la surface du substrat.

Dans le procédé du document EP1410322, un module complet comprenant une
puce équipée de plages de contact est placé a partir d'une bande support sur un
substrat, comportant des pistes gonductrices imprimées, également disposé en
bande. Un module parmi ceux fixés sur la bande est placé en regard d'une portion
de bande munie d'un ensemble de pistes conductrices formant, par exemple, une
antenne. Puis, il est détaché de la bande pour étre collé sur le substrat a proximité
des terminaisons de I'antenne. La connexion des plages de contacts dy -module a .
I'antenne est effectuée par pression et sertissage avec un dispositif approprié lors du
collage du module.

Le document FR2780534 décrit un procédé de fabrication d'un objet comportant un
corps comprenant une pastille semi-conductrice munie de plages de contact sur une
de ses faces et des métallisations formant une antenne. Le procédé consiste a

insérer la pastille par pressage & chaud dans une plaquette en matériay

thermoplastique. La face de la pastille munie des plages de contact est placéé de
maniére cju'elle affleure une des faces de la plaquette. Les métallisations formant
antenne ainsi que les raccordements des plages de contact de la pastille sont
réalisés sur la fnéme face de la plaquette par sérigraphie ¢'une encre conductrice.
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Ce procédé devient inapplicable lorsque les dimensions de la pastille semi-
conductrice sont trés petites, de l'ordre de quelques dixidmes de millimétres. En
effet, la sérigraphie ou le dépdt de matiére conductrice par un autre procéde
(tragage, projection) ne permet pas d'atteindre la précision nécessaire permettant
d'éviter les court-circuits ou les ryptures de contact au niveau des plages de

connexion de la pastille.

L'inconvénient principal ~,'des procédés de placement et de connexion ci-dessus est
leur manque de précision surtoyt lorsque les dimensions de la puce formant
l'ensembile électronique sont trés réduites, par exemple 0.2 mm sur 0.2 mm. De plus,
la distance trés faible, de l'ordre de 0.05 mm, séparant les segmenis de piste
attachés aux contacts de la puce, nécessite une grande précision de positionnement

et de connexion.

-Dans les trois premiers exemples, une puce ou un microcircuit seul est placé sur le
substrat soit avec les contacts pressés sur des pistes imprimées sur une face du
substrat (puce retournée), soit avec les contacts apparents conneciés
ultérieurement. Ces deux types de procédés deviennent peu fiables lorsque la taille

_de la puce et celle des contacts diminue. '

 Dans l'avant-dernier éxemple, les modules sont fabriqués séparément et disposés
sur une bande avant d'éire posés sur le subsh'at. Ce procédé s'est aussi révélé
relativement lent et coliteux.

Le but de la présente invention est d'assurer une précision maximale tant au niveau
de la fabrication d'un ensemble élecironique a partir d'une  puce de petites
dimensions qu'a celui du placement d'un tel ensemble sur un substrat isolant. Un
autre but est d'atteindre un cqﬁt de production de transpondeurs trés bas avec une

cadence de fabrication élevée.

Ces buts sont atteints par un procédé de placement sur un support, appelé substrat,

~ d'au moins un ensemble électronique constitué d'une puce comportant au moins un
contact électrique sur I'une de ses faces, ledit contact étant connecté a un segment
de piste cqnductrice. ledit placement étant effectué au moyen d'un dispositif de pose

it
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maintenant et positionnant ledit ensemble sur le substrat, caractérisé en ce quil
comprend les étapes suivantes: '

- formation d'un segment de piste conductrice ayant un contour prédéterminé

- transfert du segment de piste sur le dispositif de pose

- saisie de la puce avec le dispositif de pose portant le segment de piste de sorte
que ledit segment de piste se place sur au moins un contact de la puce.

~ placement de 'ensemble éle_ctrcnique constitué de la puce munie dy segment de
piste a une position prédéterminée sur le subsirat,

- enfoncement de la puce et du segment de piste dans le substrat.

Le terme de substrat se rapporte ici & toyt support isolant que ce soit une carte, une
étiquette, un objet ou une portion de la structure de l'objet (boitier d’appareil, badge,

boite, fourre d'emballage, document, etc.) susceptible d'étre équipé d'un ensemble
électronique selon le procédé ci-dessus.

Selon une réalisation préférée, le segment de piste consiste en une lamelle de forme
‘quelconque étampée a partir d'une feuille de matériau conducteur a l'aide d'un outil
d'étampage. ‘Il est ensuite transféré sur le dispositif de pose qui le maintient par
exemple au moyen d'un dispositif d'aspiration d'air. En général, le nombre de
segments de piste étampés correspond au nombre de contacts de la puce. lls sont
maintenus par le dispositif de pose selon un arrangement dépendant de la.
disposition des contacts sur la puce. Leur forme et leurs dimensions individuelles .'

sont aussi déterminées par la configyration des contacts de la puce ainsi que par
celle des pistes conductrices du sybstrat.

Les segménts de piste peuvent aussi constituer une antenne d'un transpondeur
fonctionnant par exemple dans le domaine des fréquences UHF (Ulira High
Frequency). Dans un cas de figure, I'extrémité du segment qui n'est pas connectée a

la puce reste libre, c'est-a-dire sans connexion a d'autres pistes sur le sybstrat.

Selon une autre configuration, le segment forme une boucle dont chaque extrémité
est connectée a la puce. Un tel segment peut, bien entendy, étre traité par le
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dispositif de pose de la méme maniére qu'un segment comportant une seule
extrémité connectée a la puce.

Dans ce type de configuration, il n'est pas exclu que la puce comporie d'autres
contacts & partir desquels des segments sont connectés a des pistes ou a des

5 surfaces de contact disposées sur le substrat.

Le dispositif de pose sur lequel sont fixés les segments de piste saisit yne puce,
également par aspiration selon une réalisation, les extréemités des segments de piste
étant appliqdées'contre les contacts de ia puce. Cet eansemble est ensuyite positionné
et pressé a l'endroit prévu sur le substrat, les extrémités libres des segments de

10 pistes se connectant aux terminaisons d'un circuit présent sur le substrat (par

exemple, une antenne).

L'objet de la présente invention consiste également en un dispositif de pose destiné
a placer sur un substrat un ensemble électrohique combrenant une puce munie d'au
‘moins un contact électrique connecté a yn segment de piste conductrice, ledit
- 15  dispositif étant équipé de moyens de positionnement et de pressage de i’ensemble
électronique sur le subsirat est caraciérisé en ce qu'it comporte une téte pourvue de
moyens de maintien d'au moins un segment de piste conductrice, lesdits moyens de
maintien étant solidaires a des moyens de saisie et de retenue d'une puce de sorte
que le segment de piste se connecte 4 ay moins yn contact de la puce. |

20 Les moyens de maintien du segment de piste sont constitués de préférence d'un
dispositif d'aspiration d'air créant un vacuum sur l'une des faces du segment de
.piste. Un dispositif similaire peut &tre également prévu pour prendre une puce avec
une extrémité du segment de piste appliquée contre un contact de la puyce.
L'ensemblé ainsi- monté est transporté vers un emplacement prédéterminé du

25 substrat ol il sera implanté. Le dispositif de pose comprend aussi des moyens de

pressage de l'ensemble dans le substrat.

Un avantage de l'invention est d'dviter la réalisation d'un module intermédiaire par le
fait que 'ensemble électronique est assemblé par le biais du dispositif de pose avant

son placement sur le substrat.

1o
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LYinvention se rapporte également a un objet' portable comprenant sur tout ou partie
de sa structure un substrat isolant dans la matiere duquel est noyée ay moins une
puce électronique comportant une face munie ¢'au moins un contact, ladite face

affleurant la surface du substrat, qaracténsé en ce qu'ay moins yun segment de piste

conductrice appliqUé contre la surface du substrat est connectd ay contact de la

puce.

Linvention sera mieux comprise grace a la qescrlpﬁon détaillée qui va syivre et qui

se réfdre aux dessins annexés qui sont donnés a titre d'exemple nullement limitatif,

dans lesquels:

- La figure 1 1 illustre 'étampage des segmenis de piste a partir d'une bande de
matériau conducteur et yne vue schématique de dessus en transparence du
dispositif de pose mairitenant une puce et les segments de piste.

- f.a figure 2 il_lustra'une vue agrandie en coupe de I'ensemble électronique constitué

de la puce et des segments de piste.

- La figure 3 monire une vue de dessus d'une portion de substrat ou l'ensemble est
placé et connecté a des pistes imprimées.

- La figure 4 montre une vue agrandie en coupe de la portion de subsirat de la figure
3

- La figure 5 montro une vué schématique de dessous de la téte du dispositif de
pose maintenant les segments de piste ot la puce.

- La figure 6 illustre une vananta og fes segments de pistes sont étampés 2 partir'

d'une bande conductrice munie de zones isolantes.

- La figure 7 montre une vue de dessys d'une portion de substrat ol les segments de
pistes de l'ensemble munies de zones isolantes croisent et/ou se superposent
d'autres pistes du substrat.
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- La figure 8 montre une vue de dessus d'une portion de substrat ol les segments de
pistes de l'ensemble de plus grande bngueur et munies de zones isolantes sont

coliées sur le substrat en croisant des pistes.
- La figure 9 illustre une coupe agrandie d'une portion de substrat ou I'ensemble

5 puce-segments est enfoncé dans le substrat.

- La figure 10 illustre une coupe agrandie d'une portion de substrat comportant un
logement de dimensions supérieures a celles de la puce, I'ensemble puce-segments
est maintenu dans le logement grace a un adhésif remplissant les espaces libres.

- La figure 11 illustre une coupe agrandie d'une portion de substrat comportant un
logement dont la profondeur est inférieure & la hauteur de la puce. La matidre du

10
substrat remplit les espaces libres lors de I'enfoncement de I'ensemble puce-

segmenis dans le logement.

- L.a figure 12 illustre une coupe agrandie d'une portion de substrat formé de deux
couches superposées, la couche supérieure comporte une fenétre de dimensions

15 sensiblement égales a célles de la puce, 'ensemble puce-segments étant enfoncé

dans la fenétre.
- La figure 13 illustre une coupe agrandie d'une portion de substrat formé de deux

couches superpoéées, la couche s-upérieure comporte une fenétre de dimensions .

supérieures a celles de la puce, I'ensemble puce-segments est maintenu dans lé

20 logement grace a un adhésif remplissant les espaces libres.

- La figure 14 illustre une coupe agrandie d'une portion de substrat formé de deux
couches superposées, la couche supérieure d'épaisseur inférieure a la hauteur de la
puce comporte une fenétre. La ma’uére de la couchs inférieure du substrat remplit les
espaces libres lors de I’enfoncement de l'ensemble puce-segments dans la fenétre.

- La figure 15 illustre une coupe agrandie d'une portion de substrat formé de deux
couches superposées, la couche inférieure comporte une fenétre. L'ensemble puce-
segments est enfoncé dans la couche supérieure en regard de la fenétre de la

25

couche inférieure.
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- La figure 16 illustre la coupe de la figure ,15 aveg 'ensemble puce-segments
enfoncé dans la couche supérieure et la matigre de cette derniére remplit la fenétre

de la couche inférieure.

- La figure 17 illustre une portion de substrat comprenant un ensemble puce
segments avec des segments croisant des pistes condyctrices en passant sur des

5
segments isolants.
escription detaillée de linvention
Selon le procédé de l'invention, chaque ensembie électronique est monté avant son
placement et sa connexion avec d'autres éléments présents sur le substrat. Des
10 segments (3, 3°) de pistes dont le nombre correspond en général ay nombre de

contacts (5, 5') de la puce (4) sont découpés dans une feuille (2) de matériau

conducteur puis assemblés sur ces contacts (5, 5').

La figure 1 montre yn exemple d'une paire de segments (3, 3) de piste

rectangulaires disposés en quinconce étampée dans une feuille (2) ou une bande
15 de cuivre provenant d'un rouleau par exemple. L'outil d'étampage (1) opére ici de
bas en haut et repousse les segments (3, 3') découpés a sa surface supérieure de
manidre & pouvoir étre transférés aisément sur le dispositif de pose (6). Ce dernier
se place au-dessus de l'outil d'étampage (1) et aspire les segments (3, 3) en les
maintenant dans la méme position- que lors de leur étampage. Une puce (4)
20 électronique est ensuite saisie par le dispositif de pose (6) portant les segments (3,
3') de maniére a ce que ses contacts (5, 5') touchent las extrémités les pilus proches
de chaque segment (3, 3') dans une zone centrale de la téte du dispositif de pose
(6). La puce (4) est également maintenue sur le dispositif par aspiration de fagon

similaire aux segments de piste (3, 3').

25 L'ensemble ainsi formé porté par le dispositif de pose (6) est ensuite placé puis
pressé, par exemple & chaud, dans un substrat (7) par le méme dispositif. La surface
de contact de I'ensemble étant dirigée vers le haut, affleure la surface du substrat (7)
comme le montre la coupe de ia figure 4 et les segments (3, 3') de piste sont posés a

plat contre la surface du substrat (7).
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Les extrémités libres ;des'éegments (3, 3') sont connectées par pression sur des
terminaisons appropriées formées par des pistes (8, 8') conductrices disposées sur
le substrat (7), voir la figure 3.

Dans une étape finale de I'assemblage, une feuille isolante (9) de protection est
laminée, selon une technique connue, sur tout ou partie de la surface du substrat @)
assurant un maintien mécanique final de I'ensemble électronique constitué des
segments (3, 3') de piste et de la puce (4), les connexions électriques ayant été

réalisées au prealable.

Ce procédé de pose s'applique avantageusement, par exemple, lors de la fabrication
de transpondeurs ou de cartes & puce sans contact oy l'ensemble électronique est
connecté, par exemple, aux extrémités d'une antenne

La figure 2 montre une coupe d'un ensemble cbnstitué d'une puce (4) comportant
deux contacts (5, 5') munis chacun d'gne'pfotubérance. La connexion des segments
(3, 3') de piste est effectuée par pression.,de sorte que les protubérances réalisent le
contact électrique avec la matidre conductrice du segment. Les protubérances
peuvent également &tre composées d'un matériau conducteur fusible @ une
température relativement peu élevéé (alliage a base d'étain, par exemple) de sorte
que la connexion des segments de piste peut étre réalisée a I'aide du dispositif de

pose par apport de chaleur. .

Lorsque le point de fusion du matériau des protubérances est plus élevé, comme par
exemple dans le cas de l'or, des points de soudures supplémentaires, par exemple
ay l’asef, ultrasons ou aussi par thermo-compression, permetient d'assurer un
contact électrique optimal. Ces opérations de soydures peuvent étre effectuées soit
avec le dispositif de pose lors ou aprés I'enfoncement de I'ensemble électronique
dans le substrat (7) soit au cours d'une étape supplémentaire aprés la pose de
I'ensemble électronique. Une autre possibilité consiste & utiliser un dispositif de
soudage séparé du dispositif de pose pour souder, lors d'une étape préalable. le ou
les segments (3, 3') conducteurs aux contacts (5, 5') de la puce (4) a température
élevée. L'ensemble pu ‘@ ents est ensuite transféré sur le dispositif de pose qui
le place sur le substrat (7) pour l'enfoncer a une température plus basse adaptée ay

ramollissement du substrat par exemple. Du fait de la température élevée du

M
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dispositif de soudage, cette opération de placement devient difficiiement réalisable

avec un seul dispositif effectuant a la fois le soudage et le placement sans dégrader :

le subsirat.

Selon une variante, la connexion des segments (3, 3') de piste sur les contacts (5, 5')
de la puce (4) peut éire réalisée par un dépdt de colle condudtrice sur ces contacts
(5, 5') avant la saisie de la puce (4) par le dispositif de pose (6). Une autre possibilité
est de déposer la colle conductrice sur I'extrémité des segmenits (3, 3') en regard des
contacts (5, 5') de la puce (4). Cette opération est exécutée lors d'une étape
précédant le transfert du segment (3, 3‘) syr le dispositif de pose (6) avant gu aprés
son etampage. La colle peut également étre déja déposée squs forme inagtive sur la
feuille conductrice puis activée ultérieyrement. Le collage des contacts (5, §') de la
“puce (4) avec les segments (3, 3') de piste est ainsi effectué lors de la saisie de la

puce (4) par le dispositif de pose (6) puis pendant ou aprés I'étape d'enfoncement de
'ensemble puce-segments dans le substrat (7).

La figure 5 représente une vue schématique de dessous de la téte du 'dispositif de
pose (6) selon linvention équipée d'orifices (10, 10, 11) destinés & maintenir par
aspiration d'air (vacuum) les différents éléments de F'ensemble électronique. Dans
une premiére étape l'aspiration de l'air par les orifices (10, 10°) permet de recuemlr
les segments (3, 3') de piste sur l'outil d'étampage (1) et de les maintenir en position.
Dans une seconde étape, la puce (4) est saisie depuis un support adéquat
également par aspiration de l'air au travers d'un orifice central (11). L'ensemble
électronique ainsi constitué et retenu par le dispositif de pose est finalement
transporté vers l'emplacement prévu sur le substrat (7) et pressé dans la matiére. La
téte du dispositif de pose (6) peut étre constituée soit de plusieurs piéces
assemblées les unes aux autres soit d'un seul bloc servant de support global a I'outil

d'étampage, au systéme d'aspiration des segments et de la puce, aux moyens de
soudure etc. selon un exemple de configuration.

La figure 6 monire une vaﬁahte ol la bénde conductrice (2) dans laquelle sont
étampés les segments (3, 3') de piste est pourvue de zones (12, 12') isolantes
appliqguées contre la face inférieure de la bande. Ces zones (12, 12') sont disposées
de maniére a former une partie médiane isolée (13, 13"), sur la face destinée & étre
appliquée contre le substrat, de chaque segment étampé a partir de cette bande (2).
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1
Les extrémités des segmehts (3, 3') sont dégagées de la zone isolante afin d'assurer
les connexjons avec la puce (4) et les pistes ou les plages conductrices du substrat
(7) prévues a cet effet. Cette isolation permet d'éviter des couris-circuits avec les
") du substrat (7) que les segments croisent dans certaines configurations,

pistes (8,
comme illustré par la figure 7.

Selon une|variante, les zones isolantes sur les segments peuvent étre réalisées 3
partir de s¢ gmenté'isolants obtenus d'une fagon similaire aux segments conducteurs
‘mais a partir d'un film isolant. Ces segments sont transférés sur le dispositif de pose
sur lequel ils sont maintenus contre les segmenis de piste appropriés avant le
placemeni et I'enfoncement de I'ensemble dans le substrat. Cette variante permet de
s segments isolants de forme quelconque et notamment plus large que les
conducteurs afin d-'aSéurar une meilleure isolation d'un croisement de

réaliser d
~segments|
pistes par|exemple (voir l'exemple de la figure 17)

Selon ung autre variante illustrée par fa figure 8, dans le cas ou les segments (3, 3')
auraient yne longueur plus imp‘o‘rtant_e', le film isolant de la bande conductrice (2)
peut conlporter une couche de colle. Cette dernidre, une fois activée, permet
d'assurer|le maintien du segment sur le substrat lorsqu'il croise plusieurs pistes par
exemple. La couche de colle peut 6galement &tre disposée sur le substrat (7) au lieu
liquée sur le film isolant.

d'éire ap

Lors de | pose de I"ensemble, les segments (3, 3') sont collés sur le subsitrat (7), par
gréce a l'activation par un échauffement local de la couche de colle par le

disposxtsf de pose (6) en des points (14, 14') situés en regard de la zone isolante.

Ces points (14, 14') sont situés de préférence en dehors des pistes du substrat (7)
permettant ainsi un meilleur collage.

Selon upe variante, les opérations d'étampage des segments (3, 3') de pistes
conductrices et de placement de I'ensemble peuvent étre effectuées par le méme
dispositif. Dans ce cas, la téte du dispositif se compléte par une étampe servant a (a
découp des segments de pistes (3, 3'). Un retrait de I'étampe permet aux orifices
(10, 10°) d'aspiration de maintenir les segments (3, 3') dans la position adéquate
prise de la puce (4). L'étape de transfert des segments (3, 3') de pistes de

avant la
itampage vers le dispositif de pose est alors supprimée.

T'outil ¢*
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Selon| yne autre variante, les moyens de saisie et de retenue de la puyce
nnent des éléments adhésifs remplagant le ou les grifices (11) dans la zone
centrale du dispositif de pose (6). La puce (4) est alors collée temporairement entre
ses cbntacts (5, 5) durant le transport de Fensemble électronique vers son
empla ement syr le substrat (7). Les éléments adhésifs ont une force de gollage plus
faible que celle de fixation de la puce (4) syr le sybstrat (7) de-maniére & permettre le
retrait du dispositif de pose (6) aprés I'enfoncement de I'ensemble électronique. La
colle peut subsister sur la puce (4) aprés la pose dans le but d'améliorer la planéité
de la surface de I'ensemble électronique dans le cas ol la puce (4) comporterait des
contacts (5, §5') & protubérances.

Il est 4 noter que des éléments adhésifs conducteurs selon yn axe vertical (axe z)
peuvent également étre ajoutés sur le dispositif de pose (6) en regard des contacts
de la puce (4). Ceux-ci peuvent, soit remplacer les éléments adhésifs ou le ou les

orifice d'aspiration'(vacuum) de la zone centrale, soii les compléter.

Selon Une variante, Ia téte du dispositif de pose (6) peut comporter des moyens de

soudure des segments (3, 3') de pistes sur les contacts de la puce (4). Ces moyens

de soudures sont constitués par exemple d'une source laser ou d'ultrasons ou d'un
ou plusisurs corps de chauffe. lls sont en général mis en ceuvre avant ou pendant le
placement ou lors ou aprés I'enfoncement de l'ensemble électronique dans le
substrat (7) afin d'exercer la pression nécessaire sur les éléments a souder.

Le procédé selon linvention s'applique également a la fabrication d'étiquettes
électroniques ou de transpondeurs comprenant un substrat non thermo-fysible c'est-

‘a-dire qui ne fond ni ne se ramoliit lors de I'élévation de la température. Ce derier

peut étre constitué d'un matériau a base de cellulose comme le papier ou le carton.
Dans un tel cas, il est préférable de créer une cavité dans laquelle sera placée la
puce munie de ses segments de piste. La cavité peut étre réalisée par fraisage ou
enfoncément d'un poingon aprés ramollissement préalable du substrat a I'aide de

solvants avec ou sans élévation de la températyre. L'ensemble électronique peut

tre pressé a froid ou & chaud directement dans la matiére qui se déforme
ent ou dans une zone rendue malléable de maniére a absorber le volume de
la pucel. Le but du procédé, comme dans le cas de substrats thermo-fusibles, est de
conseryer un positionnement précis sans jey, ce qui signifie sans possibilité de

aussi
locale
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| .
mouvement de I'ensemble a llintérieur de la cavité. Bien entendu, une telle cavité
servant [de logement & la puce peut aussi étre formée dans un substrat thermo-

|
fusible gU un échauffement local peut faciliter I'enfoncement et le maintien de la puce

| dans le logement.

| .
5 Des essais avec ceriains substrats non thermo-fusibles ont montré qu'un

enfoncement direct @ chaud de l'ensemble peut provoquer la combustion de la

matiére du substrat a l'endroit de la puce créant ainsi la cavité. La formation

| préalat;

Plusielrs variantes du procédé illustrées par les figures 9 a4 14 peuvent se présenter
en foriction de la matiére ou de la structure du substrat ou selon I'outillage a

le de cefte derniére n'est dans ce cas plus nécessaire.

10
disposgition, & savoir:

- La ngure 9 monire la variante la plus simple ou l'ensemblepuce-seg ents est

enfon
de s0
/ 15

gment (15) et de la puce (4). Afin de réduire la pression d'enfoncement, il est
s3i envisageable de ramollir localement le pourtour du logement (15) & l'aide de

ants appropriés.

25

gement (15). Le dispositif de pose (6) enfonce alors la puce (4) -dans‘la substance
hésive (16) qui est répartie et refoulée dans l'espace libre laissé le long du contour
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de la puce (4). Ce remplissage permet le maintien d'une pgsition stable de
l'ensemble puce-segments aprés durcissement de la substance adhésive (16).

- la figure 11 montre le cas ol la profondeur du logement (15) est inférieure &
I'épaisseur de la puce (4) et avec des dimensiqns supérieures a celle de la puce (4).
Le dispositif de pose (6) enfonce la puce de sorte que la face de Ia buce (4) portant
les segments (3, 3') affleure la surface du substrat (7). Afin d'assurer cette mise a
niveau sans une déformation excessive dy substrat (7), celui-ci peut &tre ramolli
(solvants ou échauffement) au niveau du logement (15) permettant aussi un
refoulement (17) de la matiére du substrat (7) dans I'espace libre entourant la puce

(4). Cet espace ainsi comblié maintient la position de l'ensemble puce-segments
dans le logement (15).

- Cetle variante du procédé peut étre combinée avec la précédente par un ajout de
substance adhésive (16) dans le logement illusiré par la figure 11 afin de compléter

~ le remplissage de I'espace en fonction des dimensions de ce logement (15) par

rapport a celles de la puce (4).

Les figures 12 & 14 montrent une variante dans laquelle le substrat (7) et formé de
deux couches (7', 7") superposées et placées l'une sur l'autre. La couche supérieure
(7") comporte une fenéire (18), c'est-a-dire un pergage a travers toute I'épaisseur de
cette couche (7°). La fenétre (18) est réalisée en général par étampage de la couche
supérieure (7') du substrat avant la mise place de la couche inférieure (7"). La face
inféricure de la fenétre (18) est fermée par la couche inférieure (7*) du substrat (7)
de maniére a former un logement servant & maintenir la puce (4) dans une position
précise. Le laminage des deux coyches du substrat s'effectue au cours d'une étape
ultérieure aprés le placement de I'ensemble élecironique dans le logement.

- La figure 12 illustre la variante ol les dimensions de la fenétre (18) sont inférieures
ou égales a cellés de la puce (4) et I'épaisseur de cette couche (7') équivaut & celle
de la puce (4). Comme dans la variante de la figure 9, la puce (4) est enfoncée dans
la fenétre (18) et maintenue directement par les parois de la fenétre (18). La face de

la puce (4) portant les segments (3, 3') affleure la surface de la couche supérieure
(7') du substrat (7). '
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- La figure 13 illustre la variante dans laquelle les dimensions de la fendtre (18) sont
plus grandes que celle de la puce (4) et l‘épaisséur de la couche supérieure (7')
correspond sensiblement a celle de la puce (4). Comme dans la variante de la figure
10, une substance adhésive (16) est déposée dans le logement formeé par la fenétre
(18) de maniére a combler I'espace entourant la puce (4) lorsque celle-ci est posée

5
dans la fenétre (18) et enfoncée dans la substance adhésive (16).

Les variantes des. figures 12 et 13, dans lesquelles I'épaisseur du substrat
comportant la fenétre est similaire & celle de Ia4puoe peuvent aussi se présenter
sans le substrat inférieur. La puce est maintenue soit par les bords de la fenétre, soit
10  par une substance adhésive.’remplissént l'espace enire les bords de la fenétre et la
puce. Deé couches supplémentaires ﬁe protection peuvent aussi étre ajoutées au
substrat au cours d'étapes ultérieures afin de recouvrir une ou les deux faces de la

fenétre.

- La figure 14 illusire la variante dans laq_t.lelle:l'épaisseur de la couche supérieure
(7') du substrat est plus faible que celle de Ia puce (4) avec les dimensions de Ia
fenétre (18) plus grandes que celles de la puce (4). Dans ce cas, comme dans celui
de Ia figure 11, la puce (4) est enfoncée a travers la fenétre (18) puis dans la couche
inférieure (7") du substrat (7) ramollie de fagon & refouler la matidre (17) de cette
couche (7") le long du contour de la puce (4). L'espace ainsi comblé autour de la

15

20 puce (4) permet son maintien dans la fenétre (18).

- Par analogie avec les variantes des figures 10 et 11, les variantes des figures 13 et
14 peuvent étre combinées. Une substance adhésive (16) peut étre ajoutée dans le
logement illustré par la figure 14 de sorte @ compléter le remplissage de I'espace
libre autour de la puce (4) en fonction des dimensions de celle-ci par rapport a celles

25 de lafenétre (18).
- La figures 15 et 16 montrent des variantes avec un substrat (7) en deux couches
ou la fenétre (18) est découpée dans la couche inférieure (7") du substrat (7).
L'ensemble puce (4) segments (3, 3') est enfoncé dans la couche supérieure (7') en
regard de la fonétre (18) de la couche inférieure (7") avec le dispositif de pose (6). La

30 pression exercde par le dispositif de pose (6) permet de refouler la matiére ramollie
‘de la couche supérieure (7') dans la fenétre (18) comme le montre Ia figure 16. Les
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segments (3, 3;) affleurent la surface de la couche supérieure (7') comme dans les

variantes des figures 9 a 14.

Les dimensions de la fenétre (18) et I'épaisseur des coyches (7', 7*) du substrat (7)
est déterminée entre autre par le volume de matiére nécessaire pour rempiir la
fenétre sans laisser apparaitre, a la surface du substrat (7), yne dépression ou une

5
protubérance qui pourrait nyire a l'application de I'ensemble puce (4) segments (3,

3') intégré dans le substrat (7).

La figure 17 montre un exemple d'une réalisation effectyée selon le procédé de la
présente invention. La portion de szstrat (7) comprend une puce (4) munie de
10 contacts (5, 5) connectés chacun & yne extrémité d'un segment (3, 3') conducteur.
L'aytre extrémité de chaque segment (3, 3') conducteur est connectée 2 des pistes
conductrices (21, 21") disposée sur le subsirat (7). Le premier segment (3')
provenant de la puce croise un ensemble pistes conductrices (21) en passant sur un
premier segment isolant (20'). Le second segment ¢onducteyr (3) de la puce (4) est
15 connecté sur yne extrémité d'une piste (21'). Cette piste (21) est connectée a un
troisiéme segment (3") conducteur aboutissant & une piste (21") distante en passant
sur un second segment isolant (20) recouvrant un ensemble de pistes (21).

Le procédé de placement de ces différents éléments (segments conducteurs,
isolants et puce) se résume comme suit:
20 - Etampage des trois segments conducteurs (3, '3', 3") et saisie par le dispositif de

pose (6),
- Etampage des deux segments isolants (20, 20") et saisie par dispositif de pose (8),

- Saisie de la puce (4) de sorte que ses contacts (5, 5) se trouvent en regard des
exirémités des segments conducteurs (3, 3") précédemment saisis et auxquels elles

25 se connecteront au cours de I'étape d'enfoncement dans le substrat (7).

- Placement & une position prédéterminée sur le substrat (7) et enfoncement de tous
les éléments saisis de maniére que la face de la puce comportant les contacts ainsi
que les segments conducteurs et isolants affleurent la surface du substrat.
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REVENDICATIONS
1. Procédé de placement sur un support, appelé substrat (7), d'au moins uyn

ensemble électronique constitué d'une puce (4) comportant au moins un contact
électrique (5, 5') sur l'une de ses faces, ledit contact (5, 5% étant connecté a un
segment (3,3") de piste conductrice, ledit placement étant effectué au moyen d'un
dispositif de pose (6) maintenant et positionnant ledit ensemble sur le substrat (7),
caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes:

- formation d'un segment (3, 3') de piste conductrice ayant un contoyr prédéterminé,
- transfert du segment (3, 3') de piste syr le dispositif de pose (6),

- saisie de la puce (4) avec le dispositif de pose (6) portant le segment (3, 3') de piste
"de sorte que ledit segment (3, 3') de piste se place sur au moins un contact (5, 5') de
la puce (4).

- placement de I'ensemble électronique constitué de la puce (4) et du segment (3, 3')
de piste & une position prédéterminée sur le substrat (7), '

- enfoncement de la puce (4) et du segment (3, 3') de piste dans le substrat (7).

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'enfoncement de la
puce (4) et du segment (3, 3') de piste dans le substrat (7) assure la connexion
électrique entre le contact (5, 5') de la puce (4) et le segment (3. 3.

3. Procédé selon la revendication 1 caracltérisé en ce qu'une opération de
soudure du segment (3, 3') sur le contact (5, 5') de la puce (4) est effectuée soit avec

le dispositif de pose (6) pendant ou aprés de l'enfoncement de l'ensemble
électronique dans le substrat (7), soit lors d'une étape supplémentaire précédant

l'enfoncement de I'ensemble électronique dans le substrat (7).

4. Procédé selon la revendication 3 caractérisé en ce que I'étape supplémentaire, :

consiste a utiliser un dispositif de soudage séparé du dispositif de pose (6) pour
souder le segment (3, 3') sur les contacts (5, 5§) de la puce (4), I'ensemble
électronique étant ensuite transféré sur le dispositif de pose (6) pour le placement
sur le substrat (7) et I'enfoncement. '

S
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5. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une étape
de déposition de colle conductrice sur les contacts (5, 5') de la puce (4) précédant la
saisie de ladite puce (4) par le dispositif de pose (8).

6.  Procedé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'it comporte une étape
de déposiﬂon de colle conductrice sur l'extrémité du segment (3, 3') en regard du
contact (5, §') de la puce (4) précédant le transfert dudit segmeht (3, 3') sur le
dispositif de pose (6).

7. Procédé selon la revendication 1 garactérisé en ¢e que le segment (3, 3') de
piste est obtenu & partir d'une feuille (2) de matériay conducteur puis transféré sur le
dispositif de pose (6) qui le maintient.

8. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'un segment isolant est
obteny & partir d'un film isolant puis transféré sur le dispositif de pose (6) qui le
maintient contre le segment (3, 3') de piste, ledit segment isolant formant une zone
isolante (13, 13") sur le segment de piste (3, 3').

9. Procédé selon la revendi‘ﬁation 1 caractérisé en ce que lors de la saisie, la
face de la puce (4) comportant le contact (5, 5 est dirigée vers le dispositif de pose
(6) et que ledit contact (5, 5°) est placé en regard d'une extremité du segment (3, 3')
de piste porté par ledit dispositif de pose (B). '

10. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que I'ensemble est placé
de sorte que la surface de la puce (4) portant les contacts (5, 5') affleure la surface
du substrat (7) et que le segment (3, 3‘) de piste soit appliqué contre la surface dy
substrat (7). '

11.  Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que la feuille (2) de
matériau conducteur comporte un film isolant (12, 12') appliqué contre sa fage
inférieure. ' ' '

12.  Procédé selon la revendication 11 caractérisé en ce que le segment (3, 3') est
obtenu a partir de ladite feuille (2) de maniére & comporter une zone isolante (13,
13") sur la partie médiane de sa face inférieure destinée a étre appliquée contre le
substrat (7), les extrémités dudit segment (3, 3') étant dégagées de la zone isolante
(13, 13"). ‘
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13. Procédé :se‘lon la reveridication 11 caractérisé en ce que le film (12, 12")

isolant est enduit d'une colle.

14. Procédé selon la revendication 13 caractérisé en ce que lors du placement de
'ensemble sur le substrat (7), le dispositif de pose (6) échauffe le segment (3, 3') de
piste en des points (14, 14') situés en regard de la zone isolante (13, 13") entrainant

une activation de Ia colle et le maintien du segment (3, 3') sur le substrat (7).

15.. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comprend une étape
préliminaire de formation, dans le substrat (7), d'une cavité destinée a servir de
logement (15) a la puce (4) de I'ensemble électronique.

16.  Procéds selon la revendication 15 dans lequel les dimensions du logement

(15) équivalent a celle de la puce (4) et Ia profondeur dudit logement (15) correspond

sensiblement a I'épaisseur de la puce (4), caractérisé en ce qu'il comporte une étape

de ramollissement du substrat (7) au niveay dudit logement (15) précédant

'enfoncement de la puce (4) dans le logement (15) de sorte que la face de ladite.
puce {4) portant les segments (3, 3') affleure la surface du substrat (7). |

17. Procédé selon la revendication 15 dans lequel les dimensions du logement
(15) sont supérieures & celle de la puce (4) et la profondeur dudit logement (15)
correspond sensiblement a I'épaisseur de la puce (4), caractérisé en ce quil
c‘omporte une étape de déposition d'une substance adhésive (16) dans le logement
(15) précédant I'enfoncement de la puce (4) dans ladite substance (16) de sorte que
l'espace libre entourant la puce (4) placée dans le lbgement (15) soit comblé par le
refoulement de ladite substance (16) et que la face de ladite puce (4) portant les

segments (3, 3') affleure la surface du substrat (7).

18. Procédé selon la revendication 15 dans lequel les dimensions du logement
(15) sont supérieures & celle de la puce (4) et la profondeur dudit logement (15)
inférieure & I'épéisSeur de la puce (4), caractérisé en ce qu'il comporte une étape de
ramollissement du substrat (7) au niveau dudit logement (15) avant et/ou pendant
I'enfoncement de la puce (4) dans le logement (15) de sorte que la face de ladite

puce (4) portant les segments (3, 3') affleure la surface du substrat (7), l'espace
entourant la puce (4) placée dans le logement (15) étant comblé par le refoulement

(17) de la matiére du substrat (7).
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19. Procédé selon la revendication 18 caractérisé en ce qu'une substance

adhésive (16) est déposée dans le logement (15) avant l'enfoncement de la puce (4)
 de sorte que ladite substance (16) compléte le remplissage de l'espace entourant la
puce (4) placée dans le logement (15).

20. Procédeé selon la revendication 1 garactérisé en ce qu'il comprend des étapes
préliminaires de' constitution d'un substrat (7) formé par la superposition d'ay moins

deux couches (7', 7") l'uhe_ sur l'aytre, et de formation d'une fenétre (18) dans la

couche supérieure (7'), la couche inférieure (7") fermant la partie inférieure de la
fenétre (18), ladite fenétre (18) constituant un logement destiné a recevoir la puce (4)
de l'ensemble électronique.

21. Procédé selon la revendication 20 dans lequel les dimensions de la fenétre

~(18) équivalent a celle de la puce (4) et I'épaisseyr de la couche supérieure (7') du
substrat (7) correspond sensiblement a I'épaisseur de la puce (4), caractérisé en ce
quil comporte une étape de ramollissement du substrat (7) au niveau de ladite
fenétre (18) avant et/ou pendant I'enfoncement de la puce (4) dans la fenétre (18) de
sorte que la face de ladite puce (4) portant les segments (3, 3') affleure la surface du
substrat (7).

22. Procédé selon la revendication 20 dans lequel les dimensions de la fenétre
(18) sont supérieures a celle de la puce (4) et 'épaisseur de la couche supérieure
(7") du substrat (7) correspond sensiblement & I'épaisseur de la puce (4), caractérisé
en ce qu'it comporte une étape de déposition d'une substance adhésive (16) dans le
logement formé par la fenétre (18) précédant I'enfoncement de la puce (4) dans
ladite substance (16) de sorte 'que I'espace libre entourant ia puce (4) placée dans la
fenétre soit comblé par le refoulement (17) de ladite substance (16) et que la face de
ladite puce (4) porfant les segments (3, 3') affleure ia surface du substrat (7).

23. Procédé selon la revendication 20 dans lequel les dimensions de la fenétre
(18) sont supérieures a celle de la puce (4) et I'épaisseur de la couche supérieure
(7) du substrat (7) est plus faible que I'épaisseur de la puce (4), caractérisé en ce
qu'il comporte une étape de ramollissement du substrat (7) au niveau de ladite
fenétre (18) avant et/ou pendant 'enfoncement de la puce (4) dans le logement
formé par la fenétre (18) de sorte que la face de ladite puce (4) portant les segmenis
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(3, 3') affleure la surface du substrat (7), I'espace entourant la pyce (4) placée dans

la fenétre (18_) étant comblé par le refoulement (17) de la matiére de la couche
inférieure (7") du substrat (7).

24. Procédé selon la revendication 23 caractérisé en ce quiune substance
adhésive (16) est déposée dans le logement formé par la fenétre (18) avant

I'enfoncement de la puce (4) de sorte que ladite substance (16) compléte le
remplissage de I'espace entourant la puce (4) placée dans ledit logement.

25. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comprend des étapes

préliminaires de constitution d'un substrat (7) formé par ia superposition d'au moins
deux couches (7', 7") l'une sur l'autre, et de formation d'une fenétre (18) dans la
couche inférieure (7', la couche supérieure (7') fermant la fenétre (18), 'ensembie
électronique étant enfoncé dans la couche supérieure (7°) en regard de la fenéire
(18) de la couche inférieure (7") avec le dispositif de pose (6), la pression exerceée
par ledit dispositif de pose (6) refoulant la matiére ramollie de la couche supérieure
(7') dans la fenétre (18), les segments (3, 3') et la puce (4) de l'ensemble
électronique affleurent la surface de la couche supérieure (7')

26. Dispositif de posé (6) destiné & placer sur un substrat (7) un ensemble
électronique comprenant une puce (4) munie d'au moins un contact (5, 5) électrique
connecté a un segment (3, 3‘)' de piste conductrice, ledit dispositif étant équipé de
moyens de positionnement et de pressage de I'ensemble électronique sur le substrat
(7) est caractérisé en ce qu'il comporte une {éte pourvue de moyens de maintien
d'au moins un segment (3, 3') de piste conductrice, lesdits moyens de maintien étant
solidaires & des moyens de saisio et de retenue d'une puce (4) de sorte le segment
(3, 3') de piste se connecte & au moins un contact (5, 5) de la puce (4).

-27.  Dispositif selbn la revendication 26 caractérisé en ce que les moyens de
maintien du segment de piste (3, 3') sont constitués d'orifices (10, 10%) d'aspiration
d'air créant un vacuum sur f'une des faces du segment (3, 3') de piste maintenant
ledit segment (3, 3') sur la téte dudit dispositif. :

28. Dispositif selon la revendication 26 caractérisé en ce que les moyens de
saisie et de retenue de la puce comprennent au moins un orifice (11) d'aspiration
d'air situé dans une zone cenirale de la téte dudit dispositif au voisinage d'une
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extrémité du segment (3, 3') de piste maintenu par les orifices (10, 10%)
correspondant_s.

29.  Dispositif selon la revendleatlon 26 caractérisé en ce que Ies moyens de
saisie et de retenue dela puce (4) comprennent des éléments adhésifs.

30. Disp,oslt;f selon la revendication 26 caractérisé en ce que la téte comporte des
moyens de soudure du segment (3, 3') de piste conductrice sur un contact (5, 5') de
la puce (4).

31. Objet;lpo'rtable comprenant sur tout ou partie de sa sfructu_re un substrat (7)
isolant dané la matidre duquel est noyée au moins une puce (4) électronique
comportant une face munie d'au moins un contact (5, §'), ladite face affleurant la
surface du substrat (7), caractérisé en ce qu'ay moins un segment (3, 3") de piste
conductrice appliqué contre la surface du substrat (7) est connecté au contact (5, 5')
.de la puce (4).

32.  Objet portable selon la revendication 31 caractérisé en ca que le segment (3,
3') de piste conductrice est connecté a un contact (5, 5') de la puce (4) et sur une
piste conductrice disposée sur la surface du substrat (7).

33. Objet portable selon la revendication 31 caractérisé en ce que le segment (3,
3') de piste conductnce est connecté a un premuer contact (5) de la puce (4) et a un
second contact (5") de ladite puce (4).

34.  Objet portable selon la revendication 31, caracterisé en que tout ou partie de
la surface du substrat (7) est recouverte par une feuilla de protection isolante. -
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METODO DE COLOCACION DE UN CONJUNTO ELECTRONICO SOBRE UN
'SUBSTRATO Y DISPOSITIVO DE COLOCACION DE DICHO CONJUNTO.

Campo técnico

La presente invencidn hace referencia al campo del ensamblaje de
transpondedores, de tarjeta chip, de circuitgs integrados u otro soporte de datos
numéricos y méas particularmente a la colocacién, el montaje y la conexign de
conjuntos  electrénicos 'sobre yn soporte aislanie llamado mas cominmente
substrato. '
Tecnica anterior

b
Se entiende por conjunto electrénico un componente en forma de chip
' semiconduyctor provistb sobre una de sus caras de unas zonas de contactos
eléctricos sobre los cuales estan dispuestos unos segmentos de pistas
conductoras que prolongan dichos contactos. Estos segmentos de pistas
constituyen unas conexiones que conectan el chip a unos elementos externos
situados sobre el substrato. Por gjemplo, en un transpondedor los segmentos de
‘pistas del conjunto sirven para conectar este (ltimo a las extremidades de yna
antena dispuesta sobre la periferia del substrato.

‘Existen varios métodos de colocacion y de conexion de un chip o de un ¢onjunto
electrénico sobre un substrato que incluye pistas conductoras que hay que
conocer. | I

El documento EP0694871 describe un método de colocacion de un chip efectuado
con la ayuda de una herramiehta de prénsado en caliente. El chip es tomado por
-la herramienta, con la cara que incluye los contactos dirigida hacia arriba, y
despues prénsado en caliente en el maierial del substrato. L.a cara que inclyye los
contactos aflora a la superficie del substrato. Las conexiones son realizadas por
serigrafia o por trazado de pistas por medio de una tinta conductora que conecta
los contactos del chip a una antena por ejemplo. Segin una variante, se dispone
un segmento de pista sobre el substrato y el chip es prensado en caliente con la

22
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cara que lleva los contactos dirigida hacia el substrato para realizar una conexion
a través de la presion de un contacto de dicho chip sobre el segmento de pista.

En el documento WO088/26372, el chip incluye unos contactos en relieve y esta
dispuesto con la cara que lleva los contactos dirigida hacia el substrato. Los
contactos del chip son aplicados contra unos terminales conductores de una
antena impresa en el substrato. Una hoja intermedia de materia plastica es
suyperpuesta sobre el substrato equipado de este modo y recubre el chip. Una
segunda hoja recubre el substrato antes del laminado en caliente de este
ensamblaje de hojas. Este método llamado técnica del "chip invertido" o "flip chip”
permite realizar en una sola operacién la instalaciéon y la conexién del chip y

garantizar un espesor minimo del ensamblaje.

El documento WQ98/44452 describe un proceso de fabricacion de una tarjeta chip
que inclyye al menos un microcircuito en el substrato de la tarjeta. El microcircuito

es dispuesto de tal manera que los bornes de salida queden dirigidos hacia arriba.

24
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L.a conexion de los bornes con unos contactos de una antena sityados sobre la
superficie del substrato es efectuada mediante una aplicacién de tinta conductora
por medio de una jeringa. El microcircuito se dispone en el fondo de una cavidad

cuya profundidad es mayor que su espesor para dejar un espacio que permita

cubrir dicho microcircuito de resina después de la realizacion de las conexiones.
Estas Ultimas se adaptan al perfil del microcircuito y al de la cavidad antes de
llegar hasta los contactos o las pistas impresas sobre la superficie del substrato.

En el método del documento EP1410322, un modulo completo que incluye un chip
equipado con unas zonas de contacto esta dispuesto a partir de una banda de
soporte sobre un substrato, que incluye unas pistas conductoras impresas,
también dispuesto en banda. Se dispone un modulg entre los que estan fijados
sobre la banda, enfrente de una porcién de banda provista de un conjynto de
pistas conductoras que forman, por ejemplo, una antena. Después, éste es
separado de la banda para ser pegado sobre el subsirato cerca de las
terminaciones de la antena. La conexion de las zonas de contactos del maodulo



\ con la antena es efectuada por presion y engaste con un dispositivo apropiado 3
‘ durante el encolado del médulo.

’ El documento FR2780534 describe un método de fabricacion de un objeto que

/A incluye un cuerpo que incluye una pastilla semiconductora provista de zonas de

5 contacto sobre yna de sus caras y de metalizaciones que forman una antena. El

f método consiste en insertar la pastilla mediante prensado en caliente en una placa

. de material termopléastico. La cara de la pastilla provista de las zonas de contacto

‘ estd colocada de tal manera que aflore a una de las caras de la placa. Las

metalizaciones que forman la antena asi como los enlaces de las zonas de

1 contacto de la pastilla son realizados sobre la misma cara de la placa por
serigrafia de yna tinta conductora.

'Este método se vuelve inaplicable cuando las dimensiones de la pastilla
semiconductora  son muy pequefias, comprendidas en una gama de varias
decenas de milimetros. En efecto, la serigréﬂa o la aplicacion de materia
conductora mediante otro método (trazado, proyeccién) no permite alcanzar la

al nivel de las zonas de conexion de la pastilla.

_El inconveniente princibal de los métodos de colocacion y de conexion

/ precision necesaria que permite evitar los cortocircuitos o las rupturas de contacto
‘ anteriormente descritos es su falta de premsnén sobre todo cuandQ las

_____ e xo&”“}l

ejemplo de 0. 2 mm por 0 2 mm. Ademés la dlstanma muy reducnda, de O 05 mm,

T T B —— - e e

que separa los segmentos de plsta UnldOS a los contactos del chip, requiere una
gran precision de pos:cuonamlento y de conexion.

‘ En los tres primeros ejemplos, un chip o un microcircuito solo es colocado sobre el
25 substrato o bien con los contactos prensados sobre unas pistas impresas sobre
una cara del substrato (chip invertido), o con Ibs contactos aparentes conectados
ulteriormente. Estos dos t_ipbs de procedimientos se vuelven poco fiables cuando

el tamario del chip y el de los contactos disminuye.
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En el penultimo ejemplo, los médulos son fabricados Separadamente y dispyestos
sobre una banda antes de ser colocados sobre el substrato. Este métado ha
resultado ser también relativamente lento Y Gostoso.

El objetivo de la presente invencion es de asegurar una precision maxima tanto al .
nivel de la fabricacién de un conjunto electrénico a partir de un chip de pequefias
dirh_en_sibn.e‘s como al nivel de la colocacion de dicho conjunto sobre un substrato
aislante. Otro objetivo consiste en alcanzar yn coste de prdducc‘ién de
transpondedores muy bajo con un ritmo de fabricacion elevado.

Estos objetivos son alcanzados por un metodo de cologacion sobre yn soporte
llamado substrato, de al menos un conjunto electronico constituide por un chip que
incluye al menos un contacto eléctrico sobre una de sus caras, y dicho contacto

sobre el substrato, caracterizadoe por el hecho de que comprende las etapas
siguientes:

- formacion de un segmento de pista conductora que posee un contorno
predeterminado

- transferencia del segmento de pista sobre el dispositivo de instalacion

- toma del chip con el dispositivo de instalacidn que lleva el segmento de pista de
manera que dicho segmento de pista se sitlie sobre al menos un contacto del chip.

- cologacién del conjunto electronico constituido por el chip provisto del segmento
de pista en una posicion predeterminada sobre el substrato,

~ introduccién del chip y del segmento de pista en el substrato.
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El termino substrato se refiere aqui a cualquier soporte aislante, sea una tarjeta,

una et;queta un objeto o una porcion de la estructura del objeto }caja de aparato,
etiqueta de identificacién, caja, forro de embalaje, documento, etc.) susceptible de

e el

estar eqmlpﬁ) c wmunto elécirénico segun el método anterior.

i S

Segu forma de realizacién preferida, el segmento de pista consiste en una
lamina con una_forma cualquiera estampada a partir de una hoja de material

conductor con la ayuda de una herramienta de estampado. Este es trasladado
| posteriormentésobre e

ispositivo de instalacidén que lo mantiene por ejemplo por
medio de un ivo de aspiracibn de aire. En general, el nimero de
segmentos de pista estampados corresponde al nmmmmmmgﬁmp;
Estos son mantenidos por el dispositivo de instalacién segin una colocacion que
depende de la colocacién de los contactos sobre el chip. Su forma y sus
dimensiones individuales también son determinadas_bor la configyracion de los

contactos del chip asi como.por la de las pistas conductoras del substrato.

Los segmentos de pista también pueden constituir una antena de un
transpondedor que funciona por ejemplo en el campo de las frecuencias UHF
(Ultra High Frequency). En un ejemplo, la extremidad del segmento que no esta
conectada al chip permanece libre, es decir sin conexion a otras pistas sobre el
substrato. Segun otra configuracion, el segmento forma un bucle cuya extremidad
estd conectada al chip. Este segmento, pbr supuesto, puede ser tratado por el
dispositivo de instalacion de la misma manera que un segmento que incluye una
sola extremidad conectada al chip.

En este tipo de configuracién, no se excluye el hecho de que el chip incluya otros

contactos a partir de los cuales unos segmentos son conectados a unas pistas 0 a -

unas superﬁcies de contacto dispuestas sobre el substrato.

El dispositivo de instalacion_sobre el que e éétén fijados los segmentos de pista
‘toma un chip, también por aspiracion segun una forma de realizacion, y se aplican

las extremldades de los segmentos de pista contra los contactos del chip. Este
conjunto es posteriormente colocado y prensado en el lugar previsto @

L

%

A

/\p



10

15

20

25

ubstrato, y las extremidades libres de los segmentos de pistas se ¢onectan a las
erminacgiones de un circuito presente sobre el substrato (por ejemplo, una
ntena).

=l objeto de la presente invencién consiste también en un dispositivo de
instalacion destinado a disponer sobre un substrato un conijtb electronico que
ncluye un chip provisto de al menos yn contacto eléctrico conectado a un
egmento de pista conductora, y dicho dispositivp equipam)}g_)r%s medios de

osicionamiento y de prensado_del conj ctrénicoms bstrato esta

aracterizado por el hecho de que incluye una cabeza provista de medios de
nantenimiento de.al menos un segmento de pista conductora, y dichos medios de.

Eantemmnento son solidarios con los medios de toma y de retencion de un chip de
}nanera que el segmento de pista se conecta a al menos un contacto del chip.

AT ERERR

Los medigs de mantenimiento del segmento de pista (estan c.onstltuld5§>
preferiblemente de un dispositivo de aspiracion de aire que crea un Vacio §“‘bre
una de las caras del segmento de pista. Un dispositivo similar puede estar previsto
también para coger un chip con una extremidad del segmento de pista aplicada
contra un contacto del chip. El conjunto instalado de este modo es transportado
hacia un emplazamiento predeterminado del substrato donde sera implantado. El
dispositivo de instalacién incluye también unos medios de prensado del conjunto
en el substrato. '

Una ventaja de la invencion consiste en evitar la realizacion de un modulo
intermedio gracias al hechg de que el conjunto electrénico es ensamblado por
medio del dispositivo de instalacion antes de su colocacidon sobre el substrato.

La invencién se refiere también a un objeto portatil que incluye sobre toda o parte
de su estructura un substrato aislante en cuya materia se introduce al menos un
chip electrénico que incluye una cara provista de al menos un contacto, y dicha
cara aflora a la superficie del substrato, caracterizado por el hecho de que al
menos un segmento de pista conductora aplicado contra la superﬁcie del substrato
esta cbnectado al contacto del chip.
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Se entendera mejor Ia invencion gracias a la descripcion detallada siguiente y que
se refiere a los dibujos anexos proporcuonados a quo de ejemplo en ningun casp
llmitatwo, en Ios que :

- la'ﬂgura 1. ilustrafel‘ estampado de los sa’gmeriios‘ de pista a partir de una banda_

de material conductor y una vista esquematica desde arriba en transparencia del
dispositivo de instalacion que mantiene un chip y los segmentos de pista.

- Ja ﬂgura 2 ilustra una vista ampliada en corte del conjuntg electrémco c@nstitmdq
porel chlp y los: segmentos de pista.

- la figura 3 muestra una vista desde arriba de una porcién de substrato en el que

el conjunto ha sido colocado y conectado a unas pistas impresas.

- la figyra 4 muestra una vista amphada en corte de la porciéon de. substrata de la
figura 3 ' ' ' :

- la figura 5 muestra una vista esquemética desde abajo de la' cabeza del
dispositivo de instalacion que mantiene los segmentos de pista y el chip.

' la figura 6 ilustra una variante donde Ios segmentos de pistas son estampados a

partxr de una banda conductom pmvista de zonas aislantes

- la figura 7 muestra una vasta_ desde amba de una porcién de substrato sobre la
cual los segmentos de pistas del conjunto provistas de zonas aislantes cruzan y/o
se superponen ; a ofras pistas del substrato.

- la figura 8 muestra una vista.desde arnba de una porcién de substrato en la que' |
los segmentos de pustas del conjunto de mayor longitud y proviatas de zonas

aislantes estan pegadas sobre el substrato y cruzan unas pistas.

egmentos ha sido introducido en el substrato.

ilustra un corte ampliado de una porcién de substrato en la cual el
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- la figura 10 ilustra un corte ampliado de una porcién de substrato que incluye yn.
alojamiento de dimensiones superiores a las del chip, el conjunto chip-segmentos
es mantenido en el alojamiento gracias a un adhesivo que rellena los espacios
libres.

- la figura 11 ilustra un corte ampliado de una porcion de substrato que incluye un
alojamiento cuya profundidad es inferior a la altura del chip. La materia del
substrato rellena Ioé espacios libres durante la introducciéon del conjunto ¢hip-
segmentos en el alojamiento.

- la figura 12 ilustra un corte ampliado de una porcion de substrato formado por
dos capas superpuestas, la capa superior incluye una ventana de dimensignes
sensiblemente iguales a las del chip, y el conjunto ¢ @ gmentos es introducido
dentro de la ventana.

- la figura 13 ilustra un corte ampliado de una porcion de substrato formado por
dos.capas superpuestas, la capa superior incluye una ventana de dimensiones

superiores a las del chip, el conjunto centos es mantenido en el
alojamiento gracias a un adhesivo que rellena o8 espacios libres.

- la figura 14 ilustra un corte ampliado de yna porcién de substrato formado por

_dos capas superpuestas, la capa superior de espesor inferior a la altura del chip
incluye una ventana. La materia de la capa mferlor e

gl substrato rellena los
chip-seg entos en'la ventana. x

espacios libres durante la introduccion del conjunto

- la figura 15 ilustra un corte ampliado de una porcion de substrato formado por.
dos capas superpuestas, la capa inferior incluye una ventana. El conjunto chip-
segmentos es introducido en la capa superior enfrente de la ventana de la capa

entos /Q

introducido en la capa superior y la materia de esta Ultima rellena la ventdna de la

“inferior.

- la figura 16 ilustra el corte de la figura 15 con el conjunto ch

-capa inferior.
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la figura 17 ilustra una porcion de subs’trétp que incluye un c¢onjunto chip.

segmentos con unos segmentos que cruzan unas pistas conductoras pasando

sobre ynos segmentos aislantes.

Descripcion detallada de la invencion
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Segun el método de la invencion, se instala cada conjunto electronico antes de su

colocacion y de su conexion con otros elementos presentes sobre el substrato. Se
recortan unos segmentog (3, 3') de pistas¥cuyo nimero corresponde en general al
nimero de contactos (5, §') del chip (4) en una hoja (2) de material conductor y

éstos son posterior{ﬂrjgnte ensamblados sobre estos contactos (5, 5').

La figura 1 muestra un éjemplo de un par de segmentos (3, 3') de pista
illo estampado en una hoja (2) o una banda de

rectangulares dispuestos al trest
cobre procedente de un rodillo por ejeniplo La herramienta de estampado (1)

funciona aqui de abajo hacia arriba y empuja los segmentos (3, 3') recortados
hacia su superficie superior para poder ser trﬂaﬂgsi?dos fécilmente 4

dispositivo de instalacion p(/w/ Este yitimo_esta dispuestg encima de la herramienta
de estampado (1) y aspira los segmentos (3, 3) manteniéndolosﬁ en la misma

urante su estampado. Un chip (4) electrénico es posteriorment_e/
tomado por el dispositivo de instalacién (6) que transporta los segmentos (3, 3') de
tal manera que sus contactos (5, §') toquen las extremidades mas cercanas de
cada segmento (3, 3') en una zona central de la cabeza del dispositivo de

instalacion (6). El chip (4) es mantenido tambiéispositivo por aspiracion 5/
modo similar a los segmentos de pista (3, 3'). :

El conjunto formado de esta manera soportado por el dispositivo de instalacion (6)
es posteriormente colocado y después prensado, por ejemplo en calienteun X )Q‘
substrato (7) por el mismo dispositivo. La superficie de contacto del conjunto que

esta diﬁg@i@ggig_ﬁ@_gﬂora a la superficie del substrato (7) como lo muestra el
corte Ma 4 y los segmentos (3, 3') de pistd:es_mt_ép ﬁ_‘gi_s_gggg.ﬂtgg_pp plano

contra la superficie del substrato (7).
ettt

)
/

2
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9 ngjgada, segﬂnﬂa técnica.conocidg, sobre ftoda o parte de la superﬁdié del “
substrato (7) asegurando ( mantenimiento mecanico final del conjunto
electronico constituido por los segmentos (3, 3') de pista y el chip (4), donde las J
conexiones eléctricas han sido realizadas anteriormente.

s e .

/ Este método de instalacion se aplica de manera ventajosa, por ejemplo, durante la
'1()/ fabricacion de transpondedores ¢ de tarjetas chip sin ¢ontacto donde el conjunto
/ electronico es conectado, por ejemplo, a las extremidades de yna antena.

. La figura 2 muestra un corte de un conjunto constituido por yn chip (4) que incluye
' dos contactos (5, 5") provistos cada uno de una protuberancia. La conexion de Ios
| segmentos (3, 3') de pista es efectuada por_presién de manera que las
15 protuberancias realizan el contacto eléctrico con la materia conductora del
segmento. Las protuberancias pueden compuestas también de un material
/ conductor fysible a una-temperatura r relatlvamente poco elevada (aleacion a base
/ de estano, por ejemplo) para poder reallzar Ia conextén de los segmentos de pista

) con la ayuda del dispositivo de instalacion mediante un | aporte de calor.

g AR A3 A, TR e T

20 Cuando el punto de fusién del material de las protuberancias es mas elevado,

/ como por ejemplo en el caso del oro, unos puntos de soldaduras suplementarias,

’ por ejemplo por laser, ultrasonidos o también por ter ‘ presion, permiten }0
/ asegurar yn contacto eléctrico optimo. Estas operaciones de soldaduras pueden
/ ser efectuadas sea con el dispositivo_de instalacion durante o después de la
25 introdu_ccnén del conjunto electronico\en_ el _ubstrato_m)“o sea durante una etapa
/ despues la mstalacnén conjunto electrémcof Otra posibilidad
consiste en_ utiliza dispositivo de soldadura separado del dispositivo de
instalacion para soldar, durant na tapa previa, el o los segmentos (3, 3')
qonductores con los contactos (5, 5') del chip (4) a temperatura eleyada. El

o ()
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conjunto chi@gmentos es posteriormenté transferido @isposiﬁvg de
instalacién que lo coloca sobre el substrato (7) para infroducirlo a una temperatura
més baja adaptada al reblandecimiéhtb‘- del substrato por ejemplo. Debido a la
témperatura elevada del dispositivo dé SOIdadura, esta operacion de colocacion se
vuelve dificiimente realizable MCMO que efectla a la vez la

i3

soldadura y la colocacion sin deteriorar el substrato. ~
. e e

P

Segﬂn% la. conexion de los segmentos (3, 3') de pistd sobre)los
contactos (5, 5') del chip (4Lpuede ser realizada mediante la aplicacion de un. . '
pegamento conductor §g§§§;g§§9 3 contactos (5, §') antes de la toma del chip (4)
por el dispositivo de instalacion (6). Otra posibilidad consiste en aplicar el
pegamento conductor sobre Ia extremidad de los segmentos (3, 3') enfrente a los
contactos (5, 5') del M). Esta operacion es ejecutada durante una etapa
anterior a la transferencia del segmento (3, 3" Cobre el dispositivo de instalacion -
(6) antes o después de su estamgadb. El ggg@meede ser aplicado también.
previamente en forma inactiva@ hoja conductora y ser activado
ulteriormente. El encolada de los contactos (5, 5') del chip (4) con los segmentos
(3, 3') de pista es efectuado de este modo durante Ia toma del chip (4) por el
dispositivo_de .instalacion @L@nwteﬁormente durante o después de la etapa de

introduccion del conjunto chip-segmentos en el substrato (7).

L

La figura 5 representa una vista esquematica desde abajo dgﬁ_l,a:\_'g_g_g,e__z_gmdel
Wn (6) segun la invencion equipada con orificios (10, 10', 11)
destinados a mantener por aspiracion de aire (vacio) los diferentes ele_mento’s del
conjunto electrénico. En ‘primera etapa, la aspiracién del aire por los orificio

(10, 10") permite recibir los segmentos (3, 3') de pistaerramienta de
estampado (1) y mantenerios en posicion. Er segunda etapa, el chip (4) es

soporte adecuado también por aspiracion del aire a través de un

orificio central (11). El conjunto electrénico constituido de este modo y retenido por.,

9

St

tomado@esde

el dispositivo de-instalacién es finalmente transportadohaci_ghgl;gm.g_*gglﬁe_azamiento
previsto e ef substrato (7) yvpre. La cabeza del dispositivo

de instalacion (6) puede @star constituida o bien por varias piezas ensambladas '




10

15

20

12

entre si 0 por un solo bloque que sirve de soporte global a la herramienta de
estampado, al sistema de aspiracion de los segmentos y del chip, a los medios de
soldadura etc-/wmplo de configuracion.

La figura 6 muestr@Vaﬁante donge la banda: conductera (2) en la qué ><}

estampados los segmentos (3, 3') de pista @m@@onas (12, 12
aislantes aplicadas contra la cara inferior de la banda. Estas zonas (12, 129 estan
Mr una parte central aislada (13, 137, sobre’lg/cara destinaga
a ser aplicadmeWmemo estampadog a partir de esta
banda (2). Las extremidades de los segmentos (3, 3') son retirgggwsm__de la zona
aislante para asegurar las conexiones con el chip (4) vy Mtas Q las zonas
conductoras del substrato (7) previstas para este propositQ. Este aislamiento
permite evitar cortocircuitos con las pistas (8, 8') del sybstrato (7) que los
segmentos cruzan en ciertas configuraciones, tal y como lo ilugtra la figura 7. .

realizadas a partir de segmentos aislantes obtenidos en un modo similar a los

segmentos conductores pero a partir de yna pelicula aislante. Estos segmentos
son transferid dlSpOSlthQ de mstalaclonWWantemdos

contra los segmentos de pista aproplados antes de la colocacion y de la

‘introduccion del conjunto en el substrato. Esta variante permite realizar unos

segmentos aislantes de forma cualquiera y en particular mas ancha que los
segmentos conductores con el fin de asegurar un mejor aislamiento de un cruce
de pistas por gjemplo (ver el ejemplo de la figura 17)

Segu
tengan

5 nante llustrada por la figura 8, en caso de que los segmentos (3, 3')
na longitud mayor, la pelicula aislante de la banda conductora (2) puede

incluir una capa de pegamento. Esta ultima, una vez activada, permite asegurar el
mantenimiento del segmento sobre el substrato cuando cruza varias pistas por

z/ejemplo La capa de pegamento también uede estar dlS uest sobre@bstrato
( (

7) en vez de aplicada sobre la pelicula ai .

0

variante, las zonas aislantes ( sobre 'lok segmentos pueden ser 32
' \

7

X
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Durante la instalacion del conjunto, los segmentos (3, 3') son ,Qegag

substrato (7), por ejemplo, gracias a la activacion gg[_c\eﬂg@igmg local de la
capa de pegamento por el dlsposmvo de instalacién (6) en unos puntgs (14, 14) _
situados enfrente de la zona aislante. Estos puntos (14, 14')- situados
preferiblemente fuera de las pistas del substrato (7), lo que permite obtener un

mejor encolado,

Segun y_gg_y@_njggte, las operaciones de estampado de los segmentos (3, 3') de
_ pistas conductoras y de colocacion del conjunto pueden ser efectuadas paor el
mismo_dispositive. En este caso, la cabeza del dispositivo se completa por una
estarhpa que sirve para el corte de los segmentos de pistas (3, 3'). Un retiro de la
estampa permite que los orificios (10, 10') de aspiraciébn mantengan los segmentos
(3, 3 en la posnclén adecuada antes de la toma del chip (4). La etapa de
transferencia de los segmentos (3, 3') de pistas de la herramienta de estampado
hacia el dispositivo de instalacion es por lo tantg suprimida.

Segun we, los medios de toma y de retencion del chip comprenden unos
elwmsivos que reemplazan el o los orificios (11) en la zona central del
dispgsitivo de instglacién (6). El chip (4) es por lo tanto pegado temporalmente
entre sus contactos (5, §') durante el transporte del conjunto electronico hacia su
emplazamiento sobre el substrato (7). Los elementos adhesivos poseen una
fuerza de encolado mas débil que la de fijacion del chip (4) sobre el substrato (7)
para poder retirar el dispositivo de instalacion (6) después de la introduccion del
conjunto electrénico. El pegamento puede subsistir sobre el chip (4) despues de la
instalacién con el objetivo de mejorar'la p_laneldad de la superficie del con;unto)/ﬂ
electrénico en caso de que ¢l chip (4) incluya contactos (5, 5') con protuberancias. j

'Se debe tener en cuenta que unos elementos adheswos conductores segur@ o%)d .&W’ ,ﬂ @1

vertical (eje z) pueden ser afiadidos también lSpOSItIVO de instalacion (6) ﬂw
enfrente de los contactos del chip (4). Estos pueden, o bien reemplazar los *
elementos adhesivos o el 0 los orificios de aspiracion (vacio) de la zona central, o

bien completarlos. '
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- Segun W, la cabeza del dispositivo de instalacion (6) puede comprender

los meduos de soldadura de los segmentos (3, 3') de pistas gél__)@ contactos del
chip (4). Esto mem estan constituidos por ejemplo por una.

fuente laser o de ultr QQ!Q_O_'@E&G unQ ¢ varios cuerpos de calentamiento. Estos
son activados en general antes o durante la cologacién o durante o después de la

introduccién del conjunto electrénico en el substrato (7) con el fin de ejercer la

presion necesaria sobre lps elementos que hay que soldar.
L

El método segiin la invencion se aplica también a la fabricacion de etiquetas

electronicas o de g.a_r_l_s,ggndederes que incluyen un substrato no termofusible es

decir que no se derrite ni se reblandece cuando sube la temperatura. Este altimo
puede ¢star-constituido de

un material a base de celylpsa como el papel o el
carton. En este caso, es preferible crear yna cavidad en la que se'célocaré el chip
provisto con sﬁs segmentos de pista. Se puede realizar la cavidad por fresadg o
introduccion de un punzon después del reblandecimiento previo del substrato con
la ayuda de solventes con o sin subida de la temperatura. El conjunto electrgnico
también puede ser prensado en frio o en caliente directamente en ia materia que
se deforma localmente o en una zona que se ha vuelto maleable de manera que
absorba el volumen del chip. El objetivo del método, como en el caso de
substratos termofusibles, es el de conservar una posicion precisa sin huelgo, es
decir, sin posibilidad de movimiento del conjunto en el interior de la cavidad. Por
supuesto, dicha cavidad que sirve de alojamiento para el chip también puede estar
foWsubstrato termofusible en el que un calentamiento local puede
facilitar la introduccion y el mantenimiento del chip en el alojamiento.

Unas pruebas con ciertos substratos no termofusibles han demostrado que una

introduccién dirécta en caliente del conjunto puede provocar la combustién de la

e S

materia del substrato en el lugar donde esta el chip ¢reando|de este modo la %

cavidad. En este caso, la formacién previa de esta ultima ya no es necesaria.

Puede haber un nimero de variantes del método ilustradas por las figuras 9 a 14

A i

en funcion de la materia 0 de la estructura del suybstrato o segin la_herramienta
disponible, es decir:
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‘ - la figura @ myestra la variante mas simpl’e;-'dOnde el conjuntp chip-segmentos es

introducido directamente en la materia del substrato (7) en caliente, ¢ bien en frio
\ con la ayuda de solventes. En ciertos casgs, con el fin de facilitar la colocacion de!
\ conjunto, un_alojamiento (15) esta formado en el substrato (7) con unas
5 dimensiones ligeramente inferiores @ iguales a las del chip (4). La profundidad del

alo;amlento (15) corresponde sensnblemente al espesor del chip (4) de tal manera 4 i
\ que su cara que lncluye los segmentos (3, 3') aflora a la superficie del substrato N upgfr Pﬂ’

‘ (7). Este alojamiento (15) es creado preferiblemente du@t_e@gtgg_a_’g_@wa ala é/ yj}

\ colocacion del conjunto chi .@. mentos con el dlSDOSItIVQ de instalacion (6). Este
1P Gltimo introduce o descarga el conjunto en el alojamiento (15) en el que es
|~ mantenidqQ gracias a la similitud de las dimensiones del alojamiento (15) y del chip
\ (4). Con el fin de reducir la presién de introduccién, también se puede reblandecer
‘ localmente la periferia del aldjamiento (15) con la ayuda de los solventes

apropiados.

9

1 - la figura 10 muestra el caso en el que las dimensiones del alojamiento (15) son

T superiores a las del chip (4) con una profundidad que corresponde sensiblemente
‘ al espesor del chip (4). En este caso una sustancia preferibleme __ adhesiva (16),
* como por ejemplo una resma termofussble termoendurecrble, o fotoenduremble

con la luz ultravioleta o cualqwer otro pegamento apropladogs apllcada iy )’«
alojamiento (1 5). El dispositivo de instalacion (8) introduce entonces el chip (4) en

=Tla sustancia adhesiva (16) que es distribuida y descargada en el espacio libre
({ dejadg-atolargo del contorno \del chip (4). Este relleno permite el mantenimiento 7
‘ en una poswtén estable del conjunto chl@mentos después del endurecimiento
de la sustancia adhesiva (16).

Q 24 - la figura 11 muestra el caso en el que la profundidad del alojamiento (15) es
\ inferior al espesor del chip (4) y con unas dimensiones superiores a las del chip
| (4). El dispositivo de instalacion (6) introduce el chip de tal manera que la cara del

, \ chip (4) que lleva los segmentos (3, 3') aflore a la superficie del substrato (7). Con
el fin de obtener de manera segura esta nivelacion sin deformacion excesiva del
30 substrato (7), éste puede ser reblandecido (con solventes o por calentamiento) al



1 por dos capas (7', 7") superpues

| | 16

\ nivel del alojamiento (16) éf}hitiegd ambién una descarga (17) de la materia de/)@ '

substrato (7) en el espacio libre alrededor del chip (4). Este espacio rellenado de

este modo mantiene la posicion del conjunto chip-segmentos en el alpjamiento 7<}
| (15). | |

5 - Esta variante del método puede ser combinada con la precedente por adicion de

una sustancia adhesiva (16) en el alojamiento ilustradq por la figura 11 con el fin

de completar el relleno del espacio en funcién de las dimensiones de este
| alojarniento (1 5)respecto a las del chip (4).

Las figuras 12 a 14 muestraj

variante en la que el substrato (7) esta form

as y colocadas una encima de la ofra. La capa
| swperior (7') incluye una ventana (18), es decir yna perforacién(a través de fodo el

. espesor de esta capa (7'). La ventana (18) es realizada en general por est
realizaqa en general |

de la capa superior (7*) del substrato antes de la colocacién de la capajf,ema.l
La cara inferior de la ventana (18) es cerrada por la ¢apa inferior (7") del substrato

-

(7) para formar un alojamiento que sirve para mantener el chip (4) en yna posicién
precisa. El laminado de las dos capas del substrato se efect(ia durante una etapa
ulterior después de la colocacién del conjunto electrénico en ¢l alojamiento.

R

- la figura 12 ilustra la variante en la que las dimensiones de la ventana (18) son
inferiores o iguales a las del chip (4) y el espesor de esta capa (7') equivale a la
|

20\ del chip (4). Como en la variante de la figura 9, el chip (4) es introdAu'cido en la
\ ventana (18) y mantenido directamente por las paredes de la ventana (18). La cara
“ del chip (4) que lleva los segmentos (3, 3') aflora a la superficie de la capa superior
| (7') del substrato (7).
| .- la figura 13 ilustra la variante en la que las dimensiones de la ventana (18) son
\

25 |

| mayores. a las del chip (4) y el espesor de la capa superior (7') corresponde
| sensiblemente a las del chip (4). Como en la variante de la figura 10, una

| sustancia adhesiva (16) es aplicada en el alojamiento formado por la ventan
|

a (18
para rellenar el espacio alrededor del chip (4) cuando este chip’ em@
\‘ Ia ventana (18) e introducido en la sustancia adhesiva (16).

¥

1t
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Las variantes de las figuras 12 y. 13, en las qué el espesor del substrato que

incluye la.ventana es similar al del chip puedén' presentarse también sin el

substrato inferior. El chip es mantenido por los bordes de la ventana, o bien por
una sustancia adhesiva que rellena el espacio entre los bordes de la ventana v el
chip. Unas capas suplementarias de proteccién también pueden ser afiadidas al

~substrato durante unas etapas ulteriores con el fin de cybrir una o las dos caras de

la ventana.

- la figura 14 ilustra la variante en la que el Wr(r) del
substrato es mas reducido que el del chip (4) con las dimensiones de la ventana

(18) mayores que las del chip (4). En este caso, como en el de la figura 11, el chip

(4) es introducido a través de la ventana (18) y después en la capa inferior (7") del o

\ _:--" -

J

substrato (7) reblandecido para descargar la matena (17) de esta capa (7")
Iargé del wnt&r;;\pel chip (4). El espacio rellenado de este modo alrededor del
chip (4) permite su mantenimiento en la ventana (18).

- Por analqgia c@ variantes de las figuras 10 y 11, las variantes de las figuras
13y14 Ws. Una sustancia adhesiva (16) puede ser afiadida
en el alojamiento ilustrado por la figura 14 para cOmpletar el relleno del espacio
libre alrededor del chip (4) en funcién de las dimensiones de este chip con
respecto a las de la ventana (18).

- las figuras 15y 16 muestraes con un substrato (7) en dos capas
donde la ventana (18) es recortada en a "capa _E@M") del substrato (7). El
conjunto chip (4) segmentos (3, 3') es introducido en la capa superior (7') enfrente
de la ventana (18) de la capa inferior (7") con el dispositivo de instalacion (6). La
presion ejercida por el dispositivo de instalaé_ién (6) permite descargar la materia
reblandecida de la capa superior (7') en la ventana (18) como lo muestra la figura

16. Los segmentos (3, 3') afloran a la superficie de la capa superior (7') como en
las variantes de las figuras 9 a 14.

Las dimensiones de la ventana (18) y el espesor de las capas (7', 7") del substrato
(7) son determinadas ademas por el volumen de materia necesaria para rellenar la

-

I
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(provisto_2) contactos (5

A %
ventana sin dejar aparecer, en la superficie del substrato (7), yna depresion o una
protuberancia que pueda perjudicar la aplicacién del conjunto chip (4) segmentos

- (3, 3') integrado en el substrato (7).

La figura 17 muestra yn ejemplo de una forma de realizacién efectuada segin el
metodo de la presente invencion. La porcion de substrato (7) incluye un chip (4)
B) conectados ' a una extremidad de yn
segmento (3, 3") conductor. La otra extremidad de cada segmento (3, 3') gonductor
conectada a las pistas conductoras (21 21') dispuesta sobre el substrato (7).
El primer segmento (3') procedente del chip cruza un conjunto de pistas
conductoras (21) pasando sobre un primer segmentoalslnte (20"). El segundo m
segmento conductor (3) del chip (4Yest cpnectado 0b xtremldaﬂ de una @‘* M
pista (21"). Esta pnsta (21') @czn;:rtada a un terc r sgmentg (3") conductor ﬁ%
que termina en -« plsta (21") dis & X a

aislante (20) un conjunto de pistas (2)

El método de colocacion de los distintos elementos (segmentos condyctores,

aislantes y chip) se resume segun esté indicado a continuacién:

- estampado de los tres segmentps condyctores (3', 3") y toma por el dispositivp
de instalacién (6),

- estampado de los dos segmentos aislantes (20') y toma por el dispositivo de
instalacion (6),

- toma del chip (4) de manera que sus contactos (5, 5') se encuentren enfrente de
las extremidades de los segmentos conductores (3, 3') tomados previamente ya
lps que éstas se conectaran durante la etapa de introduccion en el substrato (7).

- Colocacion en una posicion predeterminada sobre el substrato (7) e introduccién
de todos los elementos tomados de manera que la cara del chip que incluye los
contactos asi como los segmentos conductores y aislantes, afloren a la superficie
del substrato.
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REIVINDICACIONES

1. Método de colocacion sobre un soporte, llamado substrato (7), de al
menos un conjunto electronico constituido por un chip (4) que incluye al menos
un contacto eléctrico (5, 5') sobre una de sus caras, dicho contacto (5, 5') esta
conectado con un segmento (3, 3') de pista conductora, y dicha colocaciéon es
efectuada por medio de un dispositivo de instalacion (6) que mantiene y sitla
dicho conjunto sobre el substrato (7), caracterizado por el hecho de que
comprende las etapas siguientes:

-

- formacién de un segmento (3, 3') de pista conductora/que posee yn contorno.

_ bredeterminado,

N

- transferencia del segmento (3, 3') de pista

(6)1

spositivo de instalacion

- torna del chip (4) con el dispbsitivo de instalacion (6) que lleva el segmento (3, 4
3') de pista de tal forma que dicho segmento (3, 3') de pista se coloca sobre al
menos un contacto (5, 5') del chip (4).

- colocacion del conjunto electrénico constituido por el chip (4) y el segmento
(3, 3') de pista en una posicion predeterminada sobre el substrato (7), '

- introduccién del chip (4) y del segmento (3, 3') de pista en el substrato (7).

2. Método segln la reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que la
introduccion del chip (4) y del segmento (3, 3') de pista en el substrato (7)
asegura la conexion eléctrica entre el contacto (5, 5') del chip (4) y el segmento
(3, 8.

3. | Método segun la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que una
operacion de soldadura del segmento (3, 3') sobre el contacto (5, 5') del chip
(4) es efectuada o bien con el diépositivo de instalacién (6) durante o después
de la introduccion del conjunto electrénico en el substrato (7), o bien durante
una etapa suplementaria anterior a la introduccion del conjunto electronico en
-el substrato (7).
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4, Método segun la- rewmdiczacmn 3 caracterizado por el hecho de que la
eétapa suplementaria consiste en utilizar yn dispositivo de soldadura separado
del dispositivo de instalacion (6) para $oldar el segmente . 3) sobre los

contactos (5 5 del chip @),y el conjunto electrgnico es postenormente =

tra&ladado sobre el ehsposxtivo de instalacion (6) para la cologacion sobre el
substrato (Myla introdugcion. -

5. Método segun la reivindicacion 1, caracteri_zado por el hecho de que

incluye una etapa de aplicacién de peg’amentd conductor sobre los contactos

- (8, ) del chip (4). grecedente ala toma de dtcho chlp (4) por.el dispgsitivo de.

mstalacién (6)

8. Método segln la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que
incluye una etapa de aplicacidn de pegamento conductor sobre la extremidad
del segmento (3, 3') enfrente del contacto (5, 5‘) del chip (4) precedente a la
transferencia de dIGhQ segmento (3, 3‘) sobre el dispositivo de nnstalacién (6)

.....

7. Método segan la reivindicacion 1 caracterizado por el hecho de que el

segmento (3, 3') de pista es obtenido @ partir de una hoja (2) de malterial

conductor y posteriormente trasladadq sobre el dlSpOSlthQ de instalacion (6).

que lo marmene

8. Método segt’m la rei_vihﬂi@ac;iéﬁi 1, caracterizado por el hecho de que yn .

segmento ai}slantg es obtenido a partir de uyna pé,licula aislante y
posteriormente es trasladado sobre el dispositivo de instalacion (8) que lo
mantiene contra el segmento (3, 3) de pista, y dicho segmento aislante forma
una zona anslante (13, 13‘) sobre el segmento de pista (3, 3").

| 9. . Método segun la reivmdnqacién A, qaractenzado por el hecho de que

durante ia toma, la cara del chlp (4) que mcluye el contacto (5, 5') esta dirigida |

hacia el dispositivo de instalacion 6)y _de que _thho contacto (6, 5') esta
colocado enfrente de una extremidad del segmento (3, 3') de pista sostenido
por dicho. dlsposmva de instalaclen (6)

10. Método segin la reivindncacién 1, caracterizado por el hecho de que el
conjunto esta colocado de tal manera que ﬁa superficie del chip (4) que lleva los

SN
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contactos (5, 5') aflore a la superficie del substrato (7) y que el segmento (3, 3')

de pista sea aplicado contra la superficie del substrato (7).

11.  Método segin la reivindicacion 7, caracterizado por el hecho de que la
hoja (2) de material conductor incluye una pelicula alslante (12') apllcada contra
sy cara inferior.

12. Método segin la reivindicacion 11, caracterizado por el hecho de que el
segmento (3, 3') es obtenido a partir de dicha hoja (2) para inclyir una zona
aislante (13, 13')'sobre la parte central de su cara inferior destinada a ser

aplicada contra el substrato (7). y las extremldades de dicho segmento (3, 3')

estén separadas de la zona aislante (13, 13").

13. Método segun la reivindicacion 11, caracterizado por el hecho de que la
pelicula (12, 12') aislante esta recubierta con un pegamento.

14. Método 'segin la reivindicacion 13, caracterizado por el hecho de que
durante 1a colocacién del conjunto sobre el substrato (7), el dispositivo de
instalacion (6) calienta el segmentb (3, 3") de pista en unos puntos (14, 14')
situados enfrente de la zona aislante (13, 13') que produce una activacién del
pegamento y el mantenimiento del segmento (3, 3') sobre el substrato (7).

15. Método segin la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que

comprende una etapa preliminar de formacion, en el substrato (7), de. una.
cavidad destinada a servir de alpjamiento (15) para el chip (4) del conjunto

electronico.

16. Método segin la reivindicacion 15 en el que las dimensiones del

alo;amnento (18) equuvalen a las del chip (4).y la profundndad de dicho

alo;amlento (15) corresponde sensnbiemente al espesor del chip (4),
caracterizado por el hecho de gue incluye una etapa de reblandecimiento del

substrato (7) al nivel de dicho alojamiento (15) precedente a la introduccion del -

chip (4) en el alojamiento (15) para que la cara de dicho chip (4) que lleva los
segmentos (3, 3') aflore a la superficie del substrato (7).

17.  Método ‘segin la reivindicacion 15 en el que.las dimensiones de
alojamiento (15) son superiores a las del chip (4) y la profundidad de dicho
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alojamiento (15) corresponde sensiblemente al espesor del chib 4),
caracterizado por el hecho de que incluye una etapa de aplicacion de una
sustancia adhesiva (16) en el alojamiento (15) precedente a la introduccion del
chip (4) en dicha systancia (16) para que el espacio libre alrededor del chip (4)
colocado en el alojamiento (15) sea llenadQ por la descarga de dicha systancia
(16)y que la cara de dicho chip (4) que lleva los segmentos (3, 3') afiore a Ja
superficie del sybstrato (7).

18. Meétodo segun la reivindicacion 15 en el gue las dimensipnes del
alojamiento (15) son superiores a las del chip (4) y la profundidad de dicho

alojamiento (15) es inferior al espesor del chip (4), caracterizado por el hecho

de que incluye yna etapa de reblandecimiento del substrato (7) al nivel de dicho
alojamiento (15) antes ylo durante la introduccién del chip (4) en el alojamiento
(15) para que la cara de dicho chip (4) que lleva los segmentos (3, 3') aflore a la
superficie del substrato (7), y el espacio alrededor del chip (4) colocado en el
alojamiento (15) sea llenado por la descarga (17) de la materia del éubstrato

(7).

19. Maétodo segln la reivindic;abién 18, caracterizado por el hecho de que
una sustancia adhesiva (16) es aplicada en el alojamiento (15) antes de la
introduccion del chip (4) de tal forma que dicha systancia (16) completa el
relleno del espacio alrededor del chip (4) colocado.en el alojamiento.(15).

20. Método segiin la reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que

comprende unas etapas preliminares de constitucion de un substrato (7)
formado por la éuperposicién de al menos dos capas (7', 7") una encima de la
otra, y de formacion de una ventana (18) en la capa superior (7'), donde la capa

inferior (7") cierra la parte inferior de la ventana (18), y dicha ventana (18)

constituye un alojamiento destinade a recibir el chip (4) del conjunto
electronico. ' '

21. Meétodo segin la reivindicaciéon 20 en el que las dimensiones de la
ventana (18) equivalen a las del chip (4) y el espesor de la capa superior (7')
del substrato (7) corresponde sensiblemente al espesor del chip (4),
caracterizado por el hecho de que incluye una etapa de reblandecimiento del

SN
RN
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subétrato (7)-al nivel de dicha yen_tana (?i 8) antes y/o durante la introduccién Qel
chip (4) en la ventana (18) para que la cara de dicho chip (4) que lleva los
segmentos (3, 3') aflore a la superficie del substrato (7).

22. . Método segin la reivindicacion 20 en el que las dimensignes de fa
ventana (18) son superiores a las del chip (4) y el espesor de la capa superior
(7 _@el substrato (7) corresponde sensiblemente al espesor del chip (4),
carabteﬁzado por el hecho de que incluye una etapa de aplié;,-acién de yna
sustj‘ancia adhesiva (16) en el alojamiento formado por la ventana (18)
precedente a la introduccion del chip (4) en dicha sustancia (16) para que el

espazcio llbre alrededor del chip (4) colocado en Ia ventana sea llenado por la .

descarga (17) de dicha sustancia (16) y que la cara de dicho chip(4) que lleva
los segmentos (3, 3') aflore a la superficie del substrato 7).

23. = Método segln la reivindicacion 20 en el que las dimensiones de la
venténa (18) son superiores a las del chip (4) y el espesor de la capa superior
(79 del substrato (7) es inferior al espesor del chip (4), caracterizado por el
hecho de que ’incluye una etapa de reblandecimiento del substrato (7) al nivel
de dicha ventana (18) antes ylo durante la introduccion del chip (4) en el
alojamiento formado por la ventana (18) de tal manera que la cara de dicho
chip (4) que lieva los segmentos (3, 3') aflore a la superficie del substrato (7),
donde el espacio alrededor del “chip (4) colocado en la ventana (1 8) es tlenado
por |§ descarga (17) de _Ia materia de la capa inferior (7") del substrato (7).

24, ' Método segln la ,reivindicagién 23, caracterizado por el hecho de que
una sustancia adhesiva (16) es aplicada en el alojamiento formado por la
ventaina (18) antes de la introduccion del chip (4) de tal forma que dicha
sustancna (16) completa el relleno del espacio alrededor del chip (4) colocado
en dlcho alo;amlento

25. Metodo segln la reivindicacién 1, caracteriiado por el hecho de que
comprende unas etapas preliminares de constitucion de un substrato (7)
formado por la superposicién de al menos dos Vcapas' (7', 7") una encima de la
_otra, y de formacion de una ventana (18) en la capa inferior'(7’), donde la capa
supeﬁor (7') cierra la ventana '(1 8), yel conjunto electrénico es introducido e‘n la
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capa superior (7')'enfrente de la ventana (18) de la capa inferior (7"} con el
dispositivo de instalacion (6), y la presién ejercida por dicho dispositivo de
“instalacion (6) descarga la materia reblandecida de la capa superior (") enla
ventana (18), los segmentos (3, 3') y el chip (4) del conjunto electrénico
aflorando a la superficie de la capa superior (7')

26. Dispositivo de instalacién (6) qgestinado a colocar sobre yn substrato (7)
un conjunto electrénico que incluye un chip (4) prdvi'sto de al menos un
contacto (5, §') eléctrico conectado a un segmento (3, 3') de pista conductora,
dicho dispesitivo - estando equipado con medios de posicionamiento y de
prensado del conjunto electrénico sobre el substrato (7) esta caracterizado por
el hecho de que in¢luye una cabeza provista de medios.de mantenimiento de al
' _.menos un segmento. (3, 3') de pista conductora, y dichos medios de
mantenimiento son solidarios con los medios de toma y de retencion de yn chip
(4) de tal manera que el segmento (3, 3') de pista se gonecta al menos con un
contacto (5, 5') del chip (4). |

27. Dispositivo segln la reivindicacion 26, caracterizado por el hecho de que
los medios de mantenirﬁiento del segmento de pista (3, 3') estén constituidos
por orificios (10, 10') de asbiracién de aire gue crean un vacio sobre una de las
caras del segmento (3, 3') de pista que mantiene dicho segmento (3, 3') sobre
la cabeza de dicho dispositivo.

28. Dispoéitivo segyn la reivindicacion 26, caracterizado por el hechd de que
los medios de toma y de retencién del chip comprenden al menos yn orificio
(11) de aspiraciéon de aire situado en una zona central de la cabeza de dicho
dispositivo cerca de una extremidad del segmento (3, 3') de pista mantenido
por los arificios (10, 10") correspondientes.

29. Dispositivo segah la reivindicacién 28, caracterizado por el hecho de que
los medios de toma y de retencion del chip (4) comprenden unos elementos
adhesivos.

30. Dispositivo segln la reivindicacion 26, caracterizado por el hecho de que
la cabeza incluye unos medios de soldadura del segmento (3, 3') de pista
conductora sobre un.contacto (5, 5') del chip (4). .
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31. Objeto portatil que incluye sobre toda o parte de su estructura yn
substrato (7) aislante ‘en cuya materia se sumerge al menos un chip (4)
electronico que incluye una cara provista de al menos un contacto (5, 5'), dicha
cara aﬂorando a la superficie del substrato (7); caracterizado por el hecho de
que al menos'un segmento (3, 3") de pista conductora aplicado contra la
superficie del substrato (7) esta conectado con el cantacto (5, 5) del chip (4).

32.  Objeto portatil segin la reivindigacién 31, caracterizado por el hecho de
que el segmento (3, 3') de pista conductora es conectado a un contacto (5, 5')
del chip (4) y sobre una pista conductora dispuesta sobre la superficie del

substrato (7).

33. Qbjeto transportable segln la reivindicacion 31, caracterizado por el
hecho de que el segmento (3, 3') de pista conductora es conectado a un primer
contacto (5) del chip (4) y a un segundo contacto (5') de dicho chip (4).

34. Objeto portatil segin la reivindicacion 31, caracterizado por el hecho de
que toda o parte de la superficie del substrato (7) esté recubierta por una hoja

de proteccion aislante.
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RESUMEN

El objetivo de la presente mvencién mnsnste en garantizar una precnsnén
maxima tanto a nivel de la fabncacmn de un conjunto electrémco a partir de un
chip de peguefias dimensiones como a nivel de la colocacion de este conjunto

sobre un substrato aislante.

Este objetivo es alcanzado por un método de colocacion sobre un soporte,
llamado substrato (7), de al menos un conjunto electronico constityido por un
éhip (4) que incluye al menos un contacto eléctrico (5, 9') sobre una de sus
caras, y dicho contacto (5, 5') esta conectado a un segmento (3, 3') de pista
gonductora, y dicha colocacion es efectuada por medio de un dispositivo de
instalacion (6) que mantiene y sitda dicho conjunto sobre el suybstrato (7),
- garacterizado por el hecho Id’e que comprende.las,e’iapas siguientes:

- formacién de un segmento (3, 3') de pista conductora que posee un contorno

predeterminado,

- transferencia del segmento (3, 3') de pista sobre el dispositivp de instalacion

. (6),

- toma del chip (4)' con el dispositivo de instalacién (4) que lleva el segmento (3'
3') de pista para que dicho segmento (3, 3') de pista se coloque sobre al menos

un contacto (5, 5') del chlp (4).

- colocacién del conjunto electronico constituido por el chip (4) y el segmento
(3, 3') de pista en una posibién predeterminada sobre el substrato (7),

- introduccion del chip (4) y del segmento (3, 3') de pista en el substrata (7).

La invencion se refiere también al dispositivo de instalacion utilizado en el
“método y a un objeto portatil que incluye un conjunto electronico colocado

segun el método.
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